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Editorial oSS

Weltleitmesse electronica stimmt Branche zuversichtlich -
hybridica festigt fiihrende Marktposition

Mit mehr als 72.000 Besuchern aus 78 Landern ist
die 25. electronica, Weltleitmesse fiir Komponenten,
Systeme und Anwendungen der Elektronik, am 16. No-
vember zu Ende gegangen. 2.669 Aussteller aus 49
Léandern préasentierten vier Tage lang die Zukunft der
Elektronikindustrie und zeigten anwendungsbezogene
Lésungen. Im Mittelpunkt standen intelligente und en-
ergieeffiziente Technologien aus den Bereichen En-
ergy Storage, LED und Smart Grid.

Energieeffiziente Technologien sowie neueste Ent-
wicklungen aus der Medizinelektronik waren in diesem
Jahr Schwerpunktthemen. Ein weiteres zentrales Thema
in allen Ausstellungsbereichen stellten Lésungen fiir
die Automobilelektronik dar, deren Anteil in modernen
Fahrzeugen immer grofer wird: von Steuerelementen
fiir das Energy Harvesting und Batteriemanagement
bis hin zu neuen Ladetechniken fiir Elektrofahrzeuge.

Die Industrie blickt verhalten positiv in das Jahr 2013.
Dies bestétigte auch Christoph Stoppok, Geschéftsfiih-
rer der Fachverbénde ,Electronic Components and Sy-
stems* sowie ,PCB and Electronic Systems* des ZVEI:

,Nach einer leichten Talsohle erwarten wir fiir den Welt-
markt elektronischer Bauelemente ein Wachstum um
rund vier Prozent auf 480 Milliarden US-Dollar. Auch
der weltweiten Halbleiterindustrie wird ein Umsatz-
plus prognostiziert.”

»omart Grid“ ist eines der Zukunftsthemen der Elek-
tronikindustrie. Darin waren sich die Sprecher des dies-
jahrigen CEO Round Tables einig. Die Vorstandsvor-
sitzenden von Infineon Technologies, Freescale Semi-
conductor, NXP Semiconductors und STMicroelectro-
nics sahen darin eine grol8e Chance fiir die Halbleiter-
industrie: Denn ohne Smart Meter oder Smart Lighting

electronicfab I/20I3

werde man zukiinftig keine energieeffiziente Strom-
versorgung leisten kbnnen. Noch steht die Branche
vor einigen Herausforderungen. Der Strom muss ein-
gespeist, transportiert und kontrolliert werden. Hierzu
sind mehrere Komponenten notwendig, deren Zusam-
menspiel und Zuverlassigkeit essentiell sind.

hybridica zeigte Live-Fertigung von Micro-Hybridbauteilen

Mit iiber 100 Ausstellern und rund 5.500 Besuchern
endete auch die hybridica 2012 erfolgreich. Parallel zur
electronica présentierten namhafte Technologieftihrer
Innovationen und Trends aus den Bereichen Materi-
alien und Halbwerkzeuge sowie Mikrospritzgiel3-, Pra-
zisionsstanz-, Verbindungs-, Galvano- und Kunststoff-
technik. Dariiber hinaus zé&hlten die Themen ,Nachhal-
tiger Materialeinsatz* sowie ,,Hybrid-Komponenten fiir
E-Mobilitat und erneuerbare Energien“zu den Schwer-
punktthemen der hybridica.

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz standen daher
auch im Mittelpunkt des hybridica-Forums, das sich
unter anderem auch mit innovativen Hybridlésungen
und neuen Anwendungsbereichen, Entwicklung und
Materialeffizienz sowie integrierten Fertigungsverfah-
ren befasste. Zum Thema Nachhaltigkeit und Ressour-
ceneffizienz présentierte die Branche innovative Ver-
fahren, um zum Beispiel den Einsatz von Gold bei der
Kontaktierung zu reduzieren und informierte (iber en-
ergiesparende Verarbeitungsprozesse.
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Im Rahmen der Sonder-
schau ,Gléaserne Fertigung*
erlebten Besucher die Ferti-
gung eines hybriden Bauteils
live. Zum Einsatz kam eine
SpritzgieBmaschine mit Mi-
krospritzmodul, die kleinste
Schussgewichte verarbeiten
kann und somit energieopti-
miert arbeitet. Prézisions-
werkzeuge und eine spe-
Zielle Peripherie erganzen |
die komplexe Produktions- iumms’
kette, die auf der hybridica
demonstrierte, mit welcher Genauigkeit heute Mikro-
Hybridteile gefertigt werden kdnnen.
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Messe Miinchen GmbH, www.electronica.de
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Visplore kontrolliert
die Datenflut

Qualitatssicherung ist umso
effizienter, je besser die
Verwertung des gewonnenen
Datenmaterials ist. Das neue
Softwaretool Visplore von
plasmo Industrietechnik hat die
Datenflut im Griff. 8

Optimales Equipment zur
Herstellung von hochwertigen
Prototypen und Kleinserien

Die Fritsch GmbH erweitert

ihre bekannte und erfolgreiche
Manipulator Serie um den neuen
multifunktionalen Bestiickplatz MP
904. 34
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Leuchtdioden im Blickfeld

Leuchtdioden dienten in der Vergangenheit dazu, hauptsdchlich Informationen anzuzeigen.
Das zunehmende Interesse an Leuchtmitteln, welche die Umwelt und Ressourcen schonen,
hat die weitere Entwicklung der LEDs wesentlich beeinflusst.

|

Pin e, 3 sice

Details of active area (unit: pm)

Aufbau eines RGB-Farbsensor-Chips mit zwei Empfindlichkeitsstufen

Die farbige Darstellung bei
Displays wurde erst durch
rasante Weiterentwicklungen
bei farbigen Leuchtdioden
moglich, wobei in der Beleuch-
tungstechnik die weifle LED die
dominierende Rolle spielt. Fast
unbegrenzte Einsatzgebiete in
der Beleuchtungstechnik und
zunehmend auch in der Auto-
mobilindustrie lassen die pro-
duzierten Stiickzahlen erheb-
lich steigen. Dies hat zur Folge,
dass die Stiickpreise dieser Bau-
elemente in eine fiir den Serien-
einsatz interessante Preisregion
kommen. Die lange Lebensdauer
und der weitaus bessere Wir-
kungsgrad als Leuchtmittel sind
weitere positive Nebeneffekte.

Die Lichtqualitat

Ein wichtiger Faktor fiir den
Serieneinsatz ist die Sicherstel-
lung der optischen Qualitat der
Leuchtdioden. In der Produk-
tion, also bei der Verwendung

Bernd Hendrych,
Vertriebsleiter
Micro-Epsilon Eltrotec

der LEDs, muss dafiir gesorgt
werden, dass diese Bauelemente
auf Funktion und richtige Ver-
wendung gepriift werden. Dies
bedeutet, Farbe, Intensitit und
Funktion der LEDs mit komfor-
tablen Priifmitteln stindig zu
iiberwachen. Die Forderungen
bzw. Aufgabenstellung zur Prii-
fung wurde an Micro-Epsilon
Eltrotec herangetragen. Es ent-

stand die Produktserie color-
CONTROL MFA 55/100 mit
bis zu 100 Messstellen, die mit
einer Geschwindigkeit von 1 s
LEDs auf Farbe, Intensitit und
Funktion priifen.

Damit dem Anwender Systeme
ab funf Messstellen fiir Prii-
fungen von Baugruppen und
Geriten zur Verfiigung ste-
hen, wurde die colorCON-
TROL-MFA-Serie konsequent
zur colorCONTROL-MFA-5-
Serie weiterentwickelt.

Das kompakte und modu-
lare Prifsystem colorCON-
TROL MFA-5 mit den Erweite-
rungsmodulen colorCONTROL
MFA-5-M kann in Schritten von
funf Messstellen pro Erweite-
rungsmodul den Aufgabenstel-
lungen im Priiffeld angepasst
werden. Bei der Entwicklung
dieses Systems wurde auf ein
optimales Preis/Leistungs-Ver-
héltnis pro Messstelle geachtet.

Funktionsprinzip

Das Licht des Priiflings wird
mittels eines flexiblen 2-mm-
Kunststoff-Lichtleiters zum Pruif-
system geleitet und iiber einen

Der colorCONTROL MFA-5 ist modular erweiterbar.

Qualitatssicherung cossssssssEEEEEEE——————

digitalen Farbsensor nach Farbe
und Intensitat mit hoher Dyna-
mik ausgewertet. Der in weni-
gen Millisekunden errechnete
Farbwert kann als RGB-, HSI-
oder CIE-Wert an eine USB-
oder RS-232 Schnittstelle mit
einer Baudrate zwischen 9.600
und 115.200 an ein iibergeord-
netes Priif- oder Rechnersystem
zur weiteren Verarbeitung iiber-
tragen werden.

Um eine Messung iiber einen
weiten Bereich von Intensitaten
(Beleuchtungsstirken) zu ermdg-
lichen, kann man die Empfind-
lichkeit des Sensors in elf Stu-
fen einstellen. Der fotodioden-
aktive Bereich, welcher benutzt
wird, um das Licht zu messen, ist
abhingig vom gewihlten Sensi-
tivity Mode (High mit 9x9 Ele-
menten oder Low mit 3x3 Ele-
menten im Zentrum des Sen-
sors). Neben diesen beiden Modi
kann die Lichtstarke noch iiber
die Messzeit von 1 bis 10.000 ms
beeinflusst werden. Durch diese
Anpassungen des Systems ist es
moglich, sehr dunkle oder sehr
helle LEDs zu messen, ohne mit
zusatzlichen mechanischen Fil-

electronicgyp | /2013
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Die Software zum Sensor dient zur Datenprotokollierung und

Konfiguration des Sensors.

tern arbeiten zu miissen. Damit
fiir jede zu priifende LED eine
firr die Priifung optimale Ein- volle Spektrum des sichtbaren
stellung gewéhlt werden kann, Lichts von LEDs.

sind die entsprechenden Para-
meter fiir jeden Messkanal kon- sensor lasst folgende Genauig- verfiigbar.

YXLON International GmbH
Essener Bogen 15

22419 Hamburg, Deutschland
Telefon +49 40527 29-101

oder besuchen Sie uns auf unserer
Website www.yxlon.de

O
YXLON

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Technology with Passion

figurierbar. Die colorCON-
TROL-MFA-5-Serie testet das

Der digitale integrierte Farb-

Y.Cheetah

keiten zu: Weifl x = 0,0015, y
= 0,0015, Rot (615 nm) 3 nm,
Griin (540 nm) 4 nm, Blau (465
nm) 3 nm.

Einen wesentlichen Anteil an
die Qualitdt der Messung hat
die Platzierung bzw. Montage
des Lichtleiters. Der Lichtleiter
muss iiber der optischen Mitte
der LED fixiert werden, wobei
der Abstand zur LED bei Inten-
sitaitsmessungen ebenfalls eine
wichtige Rolle spielt. Damit
die Montage des Lichtleiters
erleichtert wird, sind entspre-
chende Hiilsen mit oder ohne
Optik verfiigbar.

Die Inbetriebnahme des MFA-
5-Systems erfolgt mit einer mit-
gelieferten Testsoftware. Die
grafische Oberfliche zeigt dem
Anwender in einer tbersicht-
lichen Darstellung die Ergeb-
nisse der Priifung.

Damit die ermittelten Daten
mit LabVIEWTM weiterver-
arbeitet werden konnen, sind
Hilfen zum Programmieren

Erleben Sie Brillanz!

System colorCONTROL MFA-5

Das System colorCONTROL
MFA-5 wurde fiir eine grofe
Anzahl von Anwendungen ent-
wickelt und bietet den Anwen-
der eine sehr hohen Funktio-
nalitit und dem guten Preis/
Leistungs-Verhiltnis entspre-
chende Genauigkeit.

Durch die Erweiterungsmo-
dule hat das System eine aus-
reichende Flexibilitit. Die LED-
Erkennung ist beispielsweise
moglich an

Automobilschaltern, Auto-
radios, Schiitzen und Relais,
Handys, Lichtschranken, Kiihl-
schrinken, Waschmaschinen,
Leiterplatten und -festadaptern,
Sicherheitsbausteinen, Heizungs-,
Temperatur-, Pneumatik- und
Hydraulikreglern sowie selbst-
leuchten Detektoren.

» Micro-Epsilon
Eltrotec GmbH
info@micro-epsilon.de
www. micro-epsilon.de

B Belegen Sie lhre Ergebnisse mit brillanten Rontgenbildern

B Losen Sie lhre Prufaufgaben schnell und muhelos

B 1-click Bedienung

4 [1]
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Qualitatssicherung

Visplore kontrolliert die Datenflut

Qualitdtssicherung ist umso effizienter, je besser die Verwertung des gewonnenen Datenmaterials ist.
Das neue Softwaretool Visplore von plasmo Industrietechnik hat die Datenflut im Griff.

flache von Visplore
adaptiert und auf
die Erfordernisse
bei der Explora-
tion von Produk-
tionsdaten abge-
stimmt®, erkldrt
plasmo CTO Dr.
Thomas Griinber-
ger.

Echtes Multitalent

aremi aewT | Forb e o e i i

[ELITE AL S
i by

b el e, £ v d el {5 Soviad

Visplore iiber-
wacht, wertet Priif-
daten nach indivi-
dueller Vorgabe aus
und visualisiert sie.
Das plasmo Tool ist

Bild 1: plasmo Visplore

Dass Qualititssicherungssysteme die Her-
stellungskosten eines Produktes um bis zu
30 Prozent reduzieren kénnen, ist bekannt.
Die plasmo Industrietechnik GmbH ver-
zeichnet einen konstanten Anstieg der Nach-
frage nach ihren sensor- und kamerabasier-
ten Systemen fiir die automatisierte Ferti-
gung. Bei Laserschweifverfahren sind die
intelligenten Helfer unterdessen fast eine
Selbstverstandlichkeit und haben einen
sehr hohen Standard erreicht. Entspre-
chend grof ist die gelieferte Datenmenge.
Je besser es gelingt, diese Flut der Informa-
tionen zu beherrschen, desto hoher ist die
Wertschopfung durch das eingesetzte Sys-
tem. Maximale Effizienz heifit zu selektie-
ren, zu strukturieren und am Ende die rich-
tige Information am richtigen Ort bereit-
zustellen, um korrigierend in den Produk-
tionsprozess eingreifen zu kénnen.

Visplore — der ideale Datenfilter

plasmo antwortet auf diese Herausforde-
rung der modernen Produktionswelt jetzt
mit einer Innovation - dem Softwaretool
Visplore. Die Losung ist in Zusammenar-
beit mit Osterreichs fithrender Einrichtung
fiir anwendungsorientierte Forschung im
Bereich Visual Computing, dem VRVis (Zen-
trum fir Virtual Reality und Visualisierung
Forschungs-GmbH) in Wien, entwickelt
worden. Visplore erlaubt die simultane Sicht
auf Daten und ist Plattform- und Hersteller
unabhéngig. Daher kénnen besonders grofie
und komplexe Datenmengen erfasst und
aufbereitet werden. ,,Wir haben die Ober-

8

modular aufgebaut,
wobei die measu-
ring suits Abwei-
chungen und Feh-
ler erkennen sowie ausgewdhlte Teilmen-
gen exportieren. Die reporting suits dienen

dazu, die Informationen abhangig von der
Verantwortlichkeit im Betrieb zielgerecht

zu verdichten und in zyklischen Abstin-
den den verschiedenen Funktionsebenen

automatisch zuzuleiten. So lassen sich im

Management Report ausgezeichnet Soll-Ist-
Vergleiche bei den Stiickzahlen oder Prozess-
tahigkeitsuntersuchungen dokumentieren.
Im Rahmen der generellen Analyse wiede-
rum ist es zum Beispiel moglich, beliebige

Muster zu identifizieren oder vordefinierte

Masken/Muster durch deskriptive Statistik
zu quantifizieren. Spezielle Schwerpunkte

kénnen u.a. mit der Analyse von Varian-
tenrechnungen oder der interaktiven Mehr-
ziel-Optimierung gesetzt werden. Dariiber
hinaus ist Visplore auch bestens geeignet,
um rasch und flexibel Grafiken fiir Prasen-
tationszwecke zu erstellen.

plasmo profileobserver mit erweitertem
Anwendungsbereich

Im post-weld-Bereich hat plasmo mit
dem profileobserver ein sehr erfolgreiches
Kamera-System zur Nahtverfolgung beim
roboterunterstiitzten LaserschweifSen, Léten
und Schweiflen auf dem Markt. Die neu-
este Generation erlaubt nun auch den Ein-
satz fir MIG, MAG und WIG Applikatio-
nen. Die kompakte 2D-Ausfithrung fiir die
Qualitédtssicherung bei Rohren und Profi-
len kommt mit einer Auflosung von 1534 x
512 Pixeln bei 2kHz aus und setzt im Preis/-
Leistungsverhaltnis Maf3stabe.

Sensorkopf und Sensorrechner sind die
zentralen Komponenten des Systems. Der
Sensorkopf, der vorlaufend an einem Bear-
beitungskopf oder Werkzeug befestigt wer-
den kann, uibertragt Bild-Sequenzen an den
Rechner, der das Material nach dem Licht-
schnitt/Graubildverfahren auswertet. Basis
des Sensorrechners ist eine MS-Plattform.
Der Datenaustausch zwischen Sensorrechner
und den gédngigen Steuerungen kann pro-
blemlos an eine vorhandene Anlage ange-
passt und in den Ablauf integriert werden.

Perfekte Positionierung des
Bearbeitungskopfes mit dem plasmo eye
seamfindingobserver

Schnell, exakt und wiederholgenau auch
in rauen Umgebungen - das sind die wesent-
lichen Anforderungen beim Laserschwei-
Ben. Mit dem Positionieren des Roboters
bzw. der Linearachse wartet im pre-weld-
Bereich eine Herausforderung auf den
Anwender. Die herkommliche Methode,
den Werkzeugkopf per Augenmafl an den
Spalt heranzufahren und am Bildschirm
die Daten einzugeben, birgt Risiken und
ist abhdngig von einer optimalen Sicht auf
die Bearbeitungsstation. Das neue plasmo
eye seamfindingobserver von plasmo dage-
gen gewihrleistet eine einfache Positionie-
rung mit absoluter Prizision wie fiir Pow-
ertrain-Applikationen. Er wird via Kame-
radapter c-mount am Schweif8kopf instal-

Bild 2: plasmo profileobserver compact
anwendbar bei MIG, MAG BandschweiBanlage

electronicgyp | /2013
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Bild 3: plasmo eye seamfindingobserver mit
Laserkopf der Fa. Arnold Ravensburg

liert und schaut durch deren Optik auf den
Spalt. Eine zusitzliche Beleuchtung in Form
eines Ringlicht oder einer Laserbeleuchtung
kann optional ausgewéhlt werden. Die Soft-

Hochleistungs-Digitalmultimeter

Geotest hat kiirzlich mit dem GX2065 ein PXI DMM mit 6,5

ware kann vom Laptop aus iiber Ethernet
mit der Kamerasoftware verbunden wer-
den. Zweck der Software ist die Paramet-
rierung der Kamera-Software.

Die plasmo eye seamfinding observer
Software lauft direkt auf der Kamera. Das
heifit, dass alle Auswertungen und Rechen-
leistungen dort durchgefiihrt werden. Des-
halb kommuniziert die Kamera direkt mit
der Anlagen SPS per Profibus und wird im
Profibus Slave betrieben.

Der neue plasmo eye seamfindingobser-
ver ist besonders fiir die Anwendung in
der Produktion von Antriebsstrangen und
im Getriebebau konzipiert. Mit der Firma
Arnold setzt bereits ein erster renommierter
Anlagenbauer die plasmo Softwareldsung
als Nahtfithrungssystem fiir seine Anlagen
zum Schweiflen von Getriebeteilen bei sei-
nen Kunden ein.

Live auf der EuroBLECH:

Ein weiteres Highlight ist eine Live-
Schweiflapplikation des Remote-Laser-
schweiflkopfes RLSK der Firma Highyag
mit einem integrierten plasmo processob-
server advanced.

Die Qualitat des Schweifiprozesses kann
durch den Einsatz des plasmo gewahrleis-
tet werden. Neben einfacher optischer und
elektrischer Integration ermoglicht ein

Bild 4: plasmo processobserver advanced im
Einsatz mit Highyag RLSK

softwarebasierter Workflow eine benut-
zerfreundliche Integration der Software-
pakete RLSK Studio und der plasmo Soft-
ware Suite.

» plasmo Industrietechnik GmbH
office@plasmo.eu
www.plasmo.eu

Stellen fiir Hochleistungs-Messapplikationen auf den Markt
gebracht. Das GX2065 ist ein vollwertiges Multifunktions-
DMM mit Digitalisierer. Es bietet alle Fahigkeiten eines nor-
malen Tisch-DMMs einschliefllich DCV, ACV, 2- und 4-Draht
Widerstandsmessungen sowie Strommessungen. Dariiber
hinaus verfiigt das GX2065 iiber einen 16-Bit/3-MS/s-Digita-
lisierer mit isoliertem Eingang, der die Erfassung und Analyse
von Kurvenverldufen erméglicht.

Mit der 6,5-stelligen Auflésung, einer DCV-Grundgenauig-
keit von 0,005% und bis zu 3.500 Messungen pro Sekunde bietet
das GX2065 prazise, schnelle und wiederholgenaue Messungen.
Alle Messfunktionen - einschliefllich der Digitalisierung - sind
galvanisch vom PXI-Bus getrennt, sodass potentialfreie Diffe-
renzsignalmessungen moglich sind. Der integrierte Control-
ler erledigt alle DMM- und Digitalisierer-Berechnungen und
minimiert so den Aufwand fiir den PXI-Control-Bus.

Das GX2065 wird mit einem virtuellen Bedienfeld sowie
32/64-Bit-Windows-Treibern und Linux-Treibern geliefert. Fiir
zahlreiche Programmierwerkzeuge und -sprachen wie ATEasy,
Microsoft und Borland C/C++, Microsoft Visual Basic, Bor-
land Delphi und LabVIEW, stehen Interface-Dateien zur Ver-
figung. Dariiber hinaus wird das Instrument mit SMX2040-
und SMX2060-kompatiblen Treibern geliefert. Hier die Haupt-
merkmale des GX2065:

» Geotest Inc., info@geotestinc.com, www.geotestinc.com
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Digitalisierer mit isoliertem Eingang zur Erfassung und Ana-
lyse von Kurvenverldufen speichert bis zu 8.192 Abtastwerte
integrierte Analyse- und Waveform-Funktionen einschlief3-
lich RMS, Mittelwert, Spitze-Spitze und Spitze-zu-Mittelwert
Zeitstempel, Frequenz- und Periodendauermessungen
optional: erweiterter Betriebstemperaturbereich
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Strommessung leicht gemacht

Konventionelle Verfahren zur
Strommessung haben einen ent-
scheidenden Nachteil: Um die
Messung durchfiithren zu kon-
nen, muss das Messgerit in Reihe
zu den stromfithrenden Bau-
teilen geschaltet werden. Dazu
miissen entweder der Stromkreis
unterbrochen und ein Messwi-
derstand eingebracht oder, wie
bei einer Strommesszange, ein
Leiter magnetisch umschlos-
sen werden. Bei Leiterbahnen
auf Platinen, Bauteilfiissen oder
Masseflachen stofien diese Mess-
verfahren an ihre Grenzen. Mit

Herstellers TTi hat Distrelec
Schuricht einen innovativen
Stromtastkopf im Lieferpro-
gramm, der dieses Problem auf
intelligente Weise 16st: Mithilfe
eines patentierten Verfahrens
kann die Priifspitze direkt und
durch einfaches Aufsetzen die
Strome messen, die durch Lei-
terbahnen fliefSen.

Optisches Mikroskop mit
WeiBlicht-Interferometer
MicroScope WLI heifit das
neue optische Oberflichen-
Messgerit aus dem Hause Fries

Basis eines optischen Mikro-
skops bietet es ein vollwer-
tiges Weifllicht-Interferometer
fir zerstorungsfreies Messen.
Damit lassen sich 3D-Messungen
an Oberflichen mit extremer
Hohenauflosung schnell und
einfach durchfithren. Konzi-
piert ist es insbesondere fiir
F&EAbteilungen und Univer-
sitdten.

Einfach zu bedienen, uni-
versell einsetzbar und extrem
zuverldssig — das sind die Eigen-
schaften des neuen MicroScope
WLI: ein optisches Mikroskop
mit einem Vierfach-Objektiv-
revolver und einem Weifilicht-
Interferometer. Das Messgerit
ist klein, kompakt und flexibel
einsetzbar. Es liefert zuverlés-
sig Daten zu Rauheit, Stufen-
hohe, Profilen und 3D-Struk-
turen. Die interferometrischen
Messungen erfolgen mit extre-
mer Hohenauflsung und, je
nach Objektiv, mit entsprechend
guter lateraler Auflosung.

Das MicroScope WLI ver-
fugt uber einen motorisierten
Tisch mit 100x100 mm? Verfah-
rweg. Der axiale Messbereich
betriagt 400 pm. Der Objektiv-
revolver ist mit einem piezoe-
lektrischen Objektivversteller
fir hochste Genauigkeit aus-
gestattet. Durch eine Auswahl
an Objektiven kénnen verschie-
dene Messfeldgréfen und Auf-
l6sungen realisiert werden. Im
Lieferumfang enthalten ist ein
PC mit der Software Mark III
fir Profil- und Topographiea-

fenhohen sowie zahlreichen 2D-
und 3D-Filter- und Auswer-
teroutinen. Die durchschnitt-
liche Messdauer betrigt dabei
nur wenige Sekunden.

Zusitzlich zu den Interfero-
meter-Objektiven kénnen noch
drei tibliche Mikroskopobjektive
montiert werden. Dies spricht
besonders Anwender an, die
auch sonst mit optischen Mikro-
skopen arbeiten, so z.B. Uni-
versititen, biologische Labors,
medizintechnische Labors oder
ahnliche.

Bei der Weifllicht-Interfero-
metrie werden Interferenzbilder
mit einer CCD-Kamera aufge-
nommen, die aus der Uberla-
gerung des Lichts vom Mess-
objekt mit dem Licht, das an
einem Referenzspiegel reflek-
tiert wird, entstehen. Fiir eine
Topographiemessung wird die
Z-Position des Objektivs in klei-
nen Schritten verstellt und an
jeder Position ein Interferenz-
bild aufgenommen. Man erhilt
einen Bildstapel, aus dem die
Hoéhendaten berechnet wer-
den. Durch die Verwendung der
Weifllichtquelle kénnen Ober-
flichen mit der fiir dieses Ver-
fahren bekannten, sehr guten
Hohenauflosung erfasst werden.
Es eignet sich zudem fiir Ober-
flichen sowie zur Erfassung von
Stufenspriingen.

» Fries
Research & Technology GmbH
info @frt-gmbh.com

dem i-Prober 520 des britischen

Research & Technology. Auf nalysen, Rauheitsanalysen, Stu-

www.frt-gmbh.com

Uberwachungssystem fiir Lotprozesse

DataPaq bietet mit dem CAB Furnace
Surveyor ein Temperaturerfassungssy-
stem fiir die Kontrolle von Lotprozes-
sen. Dieses besteht aus einem Datenlog-
ger, einem Hitzeschutzbehilter und sechs
Thermoelementen vom Typ K, die fiir
einheitliche und reproduzierbare Mes-
sungen an einer Halterung angebracht
sind. Die zugehorige intuitive Insight-
Software bietet umfangreiche Analyse-
funktionen, wie Temperaturmaximum,
Zeit bei Temperatur, Gradienten und
Anstiegs- und Abnahmezeiten. Sobald

der Q18-Datenlogger dem Hitzeschutz-

behilter entnommen wird, liefert eine
Ampelanzeige einen sofortigen Riick-
schluss tiber den Erfolg oder Misserfolg
des Lotprozesses. Mit dem CAB-Furnace-
Surveyor-System lassen sich fiir alle Ana-
lysefunktionen Alarmsignale einstellen.
Trendanalysen heben schleichende Ver-
dnderungen hervor und ermdéglichen ein
frithzeitiges Korrigieren der Prozesspa-
rameter, bevor die eingestellten Fehler-
toleranzen tiberschritten werden.

» DataPaq, www.datapaq.com
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Kompaktes
Widerstandsmessgerat

Das Safe-STAT RM 4000 von
BJZ ist ein kompaktes und inno-
vatives Widerstandsmessgerit,
das standardméflig mit einem
integrierten Barcodeleser oder
alternativ mit einem RFID-Scan-
ner ausgeriistet ist. Das Messin-
strument verfiigt aufSerdem tiber
einen Anschluss fiir einen exter-
nen Temperatur-/Luftfeuchtig-
keitsfithler und eine bidirekti-
onale Bluetooth-Schnittstelle
tir schnellen, direkten Daten-
austausch mit einem Laptop
oder PC.

Mit Messspannungen von 10
und 100 V lassen sich Oberfla-
chen-, Durchgangs- und Ableit-
widerstinde gemafl IEC 61340
erfassen. Die Grenzwerte kon-
nen innerhalb des Messbereiches
von 5 kOhm bis 2 TOhm indivi-
duell in der PC-Software festge-
legt werden. Uber- bzw. Unter-
schreitungen der eingestellten
Grenzen werden durch Farb-
anderungen im Display ange-
zeigt. Der interne Speicher bietet
Platz fiir mehr als 5.000 Daten-
sitze. Die Bedienung des Gerites
erfolgt intuitiv tiber den Touch-

screen. Das Dokumentieren der
Messergebnisse der Einrichtung
einer EPA ist sehr aufwandig
und komplex. Mit dem neuen
Safe-STAT RM-4000 kann man
sich auf das eigentliche Priifen
beschrianken. Durch die mitge-
lieferte Software auf MS-Excel-
Basis wird dies sehr erleichtert.
Nach Zuordnung eines Bar-
codes oder Transponders zum
jeweiligen Messobjekt kann eine
genaue Kategorisierung erfolgen.
Die Unterteilung ist in vier Grup-
pen, wie Werk, Standort, Nutzer
oder Inventarnummer, méglich.

Die Messergebnisse werden
automatisch intern oder in einer
txt-Datei gespeichert, die beliebig
weiterverarbeitet werden kann.
Wiederkehrende Priifungen
konnen somit problemlos dem
jeweiligen Messobjekt zugeord-
net, gespeichert und archiviert
werden. Die txt-Datei enthilt
dabei neben den Widerstands-
werten die festgelegte Kategorie,
die Messspannung, Temperatur-
und Luftfeuchtewerte wahrend
der Messung sowie Datum und
Uhrzeit.

Qualitatssicherung cossssssssEEEEEEE——————

Die Kombination aus inte-
griertem Li-Ionen-Akku und
kompakten Abmessungen
machen das Messgerdt zum
idealen Begleiter bei internen
sowie externen Audits. Das

Gewicht inkl. Akku ist ca. 400
g, die Abmessungen betragen
210x105x40 mm?®.

» BJZ GmbH & Co. KG
infobjz.de, www.bjz.de

Matrix mit sehr hoher Packungsdichte

Pickering Interfaces erweitert seine PXI
Produktreihe um die 2A BRIC Matrix mit
extrem hoher Packungsdichte. Der BRIC
40-567 in 4-Slot-Ausfithrung realisiert eine
Schaltmatrix mit 176x8 oder in der 8-Slot-
Ausfithrung mit 352x8 Kreuzungspunkten,
jeweils fiir 2 A Dauerlast ausgelegt. Uber
die integrierten Backplane ist der BRIC
40-567 in seiner Konfiguration tiber ent-
sprechende Tochterkarten skalierbar. Es
stehen Einpolmatrizen mit einer Tochter-
kartengrofie von jeweils 44x8 Kreuzungs-
punkten zur Verfiigung: Der Anwender
kann bei einer Steckplatzbreite von 4 Slot
Matrixgrofien von 44x8 bis 176x8 realisie-
ren. Bei einem 8-Slot-Modul sind Gréflen
von 44x8 bis 352x8 moglich. Durch eine
Erhohung der Packungsdichte von 83%
gegeniiber bisherigen Modellen schligt
das Modul alle gegenwirtigen Industrie-
16sungen. Es erlaubt die Realisierung von

_l'

Testsystemen kleinerer Baugrofle. Dies
fithrt zu niedrigeren Kosten, wenn z.B.
auf zusitzliche PXI-Chassis verzichtet
werden kann, ohne dabei die Funktiona-
litat eines Testsystems zu beintrachtigen.

Fir die 2 A Belastbarkeit setzt die
40-567 BRIC Matrix auf qualitativ hoch-
wertige elektromechanische Relais, wobei

»heifles Schalten® bei Leistungen von bis

zu 60 W und Spannungen bis zu 200 V
DC moglich ist. Dem Anwender steht
kostengiinstige Industrieverbindungs-
technik in Form von 50-poligen Sub-D-
Steckern zur Verfiigung, die durch eine
breite Palette von Pickering-Losungen
unterstiitzt wird.

Alle Ausfiithrungen des BRIC werden
von jedem PXI-konformen Chassis oder
hybriden PXIe-Steckpldtzen und natiir-
lich vom modularen LXI-Chassis” von
Pickering Interfaces unterstiitzt.

» Pickering Interfaces GmbH
www.pickeringtest.com
desales@pickeringtest.com
www.pickeringtest.com
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Datenverwaltung und Berichterstellung
schnell und einfach

InHelp ist die neue Software fiir die Datenverwaltung und die Erstellung von Inspektionsberichten
beim Einsatz von Olympus-IPLEX-Videoskopen. Sie macht dem Anwender die Sichtpriifungen vor
Ort noch leichter, denn sie verbessert die Arbeitseffizienz deutlich und vereinfacht Inspektionen.

InHelp bietet eine individua-
lisierbare Ordnerstruktur. Die
Ordner koénnen mit Anmer-
kungen und Kommentaren ver-
sehen und inklusive Videos und/
oder Bildern auf dem Videoskop

2

gespeichert werden. Mit diesen
zusétzlichen Informationen las-
sen sich Berichte schnell auf
einem Computer erstellen und
zwar ohne dass dabei vorab zeit-
aufwindig Daten sortiert und

Eingabefelder ermaglichen das individuelle
Kommentieren und Diagnostizeren einzelner Bilder.
Die Speicherung der Bilder auf dem Videoskop in
Ordnern bietet den Komfort der schnellen Erstellung
detaillierter Inspektionsberichte auf einem PC.
Individuelle Berichtsvorlagen von Olympus erleichtern
die Arbeit zusitzlich.

gesichtet sowie kopiert/eingefiigt
werden miissen. InHelp wird fiir
die Videoskope IPLEX FX (Typ
1V8000-2), IPLEX LX, IPLEX LT
und IPLEX UltraLite angeboten.
Mit InHelp kann der Anwender

Bilder in Ordnern speichern, die
fiir bestimmte Inspektionsab-
schnitte des zu untersuchenden
Objektes angelegt wurden. Die
Navigation von einem zum ande-
ren Inspektionsbereich erfolgt
mittels eines einzigen Tasten-
drucks. Diese einfache Bedie-
nung mit nur einem Klick lie-
fert einen schnellen und effek-
tiven Weg, um Bilder zu ver-
walten und den Arbeitsablauf
zu verbessern. Ein Eingabefeld
ermoglicht das bequeme Hin-
zufiigen von Kommentaren und
Diagnosen fiir jedes Bild.

Wiedergabe auf dem PC

InHelp kann aufgezeichnete
Bilder auf Basis der Abschnitte
der Inspektion oder des Scha-
densniveaus auf einem PC wie-
dergeben. Zudem lassen sich
Bilder mit Diagnoseinforma-
tionen sofort {iberpriifen. Den
aufgezeichneten Bildern kon-
nen auflerdem Kommentare,
Anmerkungen und Ergebnisse
von Stereomessungen hinzuge-
fiigt werden.

Detaillierter Inspektionsbericht

Ein detaillierter Inspektions-
bericht entsteht mit einem ein-
zigen Klick. Mit InHelp wéhlt
der Anwender ganz einfach die
gewinschten Bilder, und per
Klick wird ein umfangreicher
Bericht erstellt, der anderen
Anwendern fiir weitere Uber-
priifungen zur Verfiigung steht.
Olympus bietet zudem Hilfestel-
lung beim Erstellen von indivi-
duellen Berichtsvorlagen an, die
ganz den Wiinschen des Anwen-
ders entsprechen.

» Olympus Deutschland
GmbH

Inspection & Measurement
Systems — IMS
ims@olympus.de
www.olympus.de
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Zunehmende Automatisierung
im Bereich Materialographie
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Olympus stellte die neueste
Version der erfolgreichen Ima-
ging-Software-Familie Olym-
pus Stream fiir die Mikrosko-
pie im Bereich Materialwissen-
schaften vor. Olympus Stream
1.8 bietet neue und verbesserte
Funktionen, die die Leistungs-
fahigkeit der Software insge-
samt steigern und eine vollstan-
dige Integration und Automati-
sierung der Workflows erméogli-
chen. Anwender profitieren von
der fortschrittlichen Automa-
tisierung einer Multiple-Stage-
Location-Maschine fiir Mes-
sungen an mehreren Tischpositi-
onen, einem erweiterten Daten-
management, neuen Messopti-
onen und neuen Ergidnzungen
zur Software-Option ,Mate-
rials Solutions Particle Dis-
tribution (Partikelverteilung),
Porosity (Porositit), Throw-
ing Power (Streuvermogen)
und Phase Analysis (Phasena-
nalyse). Diese Materials Solu-
tions ermoglichen die Zusam-
menstellung eines vollstindig
gefiihrten oder sogar automati-
sierten Systems, das prézise auf
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die Anforderungen ihrer materi-
alographischen Analysen zuge-
schnitten ist.

Die optionalen Olympus
Stream Materials Solutions bie-
ten zusitzliche Funktionalitit,
die durch einfaches Anklicken
eines Symbols zur Verfiigung
steht. Dadurch konnen auch
komplexeste Bildanalyseauf-
gaben rasch und prézise aus-
gefithrt werden. Die neuesten
Ergianzungen des Sortiments
bewirken ein hoheres Maf$ an
Funktionalitdt, das allen ein-
schldgigen industriellen Stan-
dards entspricht. Die Materials
Solution ,,Porosity“ erleichtert
die Bestimmung der Porositit
insbesondere von Stahlgussstii-
cken - eine Funktion mit grofier
Bedeutung fiir die Automobil-
industrie. Speziell fiir die Her-
steller von Leiterplatten entwi-
ckelt, misst die Materials Solu-
tion ,,Throwing Power® die Ver-
teilung der Kupferschichtdicke.
Dieses Modul fithrt den PCB-
Qualitétspriifer durch simtliche
fiir die Bestimmung der Griib-
chentiefe notwendigen Mess-

punkte. Die Materials Solution
»Particle Distribution® bietet eine
einfache Methode zur grafischen
Darstellung der Partikelvertei-
lung nach Grofle, Form und
Farbwert, wihrend die Mate-
rials Solution ,,Phase Analysis*
in der aktualisierten Version
die Analyse mehrerer relevanter
Bereiche gleichzeitig erméoglicht.

Neben den Materials Solu-
tions kann die Messwerkzeuglei-
ste um drei neue, ausgekliigelte
Messwerkzeuge erweitert wer-
den. Diese erlauben die einfache
Berechnung von Asymmetrien,
Schweifinahtdicken und mehre-
ren Abstinden. Der Anwender
erhidlt somit rasche und zuver-
lassige Ergebnisse fiir weiterge-
hende Anforderungen.

Die neue Funktion ,Stage
Path® ermoglicht die effek-
tive Integration der Tischsteu-
erung in den Workflow vieler
Materials Solutions. Dieser ein-
fache Schritt-fiir-Schritt-Assi-
stent erlaubt die Automatisie-
rung eines motorischen Tisches
und Z-Antriebs tiber die Mate-
rials Solution selbst. Dadurch

kann ein vollstindiger Work-
flow innerhalb des Tischverfah-
rweges festgelegt werden, mit
der Option, verschiedene Scan-
bereiche je Probe zuzuweisen.

Neue Optionen fiir das Daten-
management weisen eine ganze
Reihe verbesserter, auf die indi-
viduellen Bediirfnisse abge-
stimmter Funktionen auf. Das
Modul ,,Stream Document Sto-
rage” ist jetzt in alle Software-
pakete ab Stream Basic inte-
griert und einfach anzuwenden.
Es bietet zahlreiche Filter, freie
Textsuche und die Moglichkeit
zur automatischen Bildspeiche-
rung. Die optionale ,Workgroup
Database“ bietet ein struktu-
riertes Datensystem, auf das bis
zu fiinf Anwender gleichzeitig
zugreifen konnen, wihrend die
optionale , Enterprise Database“
eine anspruchsvolle Losung fiir
grofle Arbeitsgruppen darstellt.

» Olympus Deutschland
GmbH
mikroskopie@olympus.de
www.olympus.de



Neues Testequipment
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Traditionell war ATEcare wieder mit Part-
nern auf der Electronica vertreten. Obwohl
Testequipment nicht gesondert in den Kata-
logen ausgewiesen wird, bleibt ATEcare der
Tradition verbunden, seinen Kunden in aus-
gewogener Bandbreite Inspektionssysteme
und Methoden vorzustellen. Entsprechend
des allgemeinen Trends stand der SMD-
Bereich im Mittelpunkt. Zu sehen gab es
die neuesten Entwicklungen zur Pasten-

inspektion, optischen Inspektion und aus
der Rontgentechnologie.

Die Schlagworter zu neuen Technologien
beinhalten mehr und mehr die 3D-Tech-
nologie, die ATEcare in einem ausgewo-
genen Konzept fiir die Pasteninspektion
mit einem neuen SPI (VP-6000-V) zeigte.
Hier wurden die Genauigkeiten weiter ver-
bessert, das Programmieren vereinfacht
und Anbindungen an Close-Loop-Anfor-
derungen realisiert. Ganz neu ist die AOI-
Familie aus der S-Serie (VT-S500, VT-S720),
die sich speziell mit der 3D-Vermessung
der Lotstellen auseinandersetzt. Neben
den bekannten Inspektionen zur Bestii-
ckung der Leiterplatte wird der Qualitit
der Lotstellen deutlich mehr Aufmerk-
samkeit gewidmet, was speziell mit der
von Partner Omron patentierten Farbana-
lyse moglich ist.

Nur wenige der weltweiten Mitstreiter
sind noch in der Lage, den Anforderungen
in neuer Rontgentechnologie Rechnung zu
tragen. Manuelle Rontgeninspektionen und
Analysen lassen sich einfach und preiswert
mit den Geréten aus dem Hause Scienscope
realisieren, die ATEcare in vollem Umfang
im Portfolio hat und lokal supportet.

Ein Highlight ist das 3D Inline-AXI (V'T-
X700) von Omron, das mittels CT-Techno-
logie, ganz so, wie man es aus der Medizin-
technik kennt, auch Leiterplatten in ein-
zelnen Schichtebenen vollautomatisch im
Linientakt analysiert. Durch die auflerge-
wohnliche Bildqualitdt konnen Analysen
auch nach der Inspektion zur Verifizie-
rung, aber auch fiir Dokumentationen und

Qualitatssicherung cosssssssEEEEE——————
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Vermessungen hinzugezogen werden. Zur

Programmierung werden dazu nicht ein-
mal CAD-Daten benétigt.

A

» ATEcare Service GmbH & Co. KG
www.ATEcare.net
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Fiir den Einsatz in Labor, Entwicklung
und Priifsystemen wird eine neue modu-
lare Lasteinheit mit integriertem Mess-
system von NH-Research (Vertrieb: Syn-
tel Testsysteme) angeboten. Damit kann
eine parallele Tester-per-Last-Architek-
tur realisiert werden; dies hat Vorteile
bei Priiflingen mit vielen Ausgangen oder
der parallelen Priifung einzelner Gerite.
Im 19-Zoll- Gehéduse mit 16 Einbauplit-
zen konnen einzelne programmierbare
DC-Lasten mit 150/300/600 W, bis 500
V und 30/60/120 A beliebig bis 2,4 kW
konfiguriert werden. Jede Last ist mit
einem Messsystem mit digitalen Wave-
form Analyzer fiir Strom und Spannung
ausgeriistet, diese Technik ersetzt externe
Gerite wie DMM, Oszilloskop und Mul-
tiplexer mit der zugehorigen Verkabelung.

L
£
L
1
=

Auferdem ist die parallele Abfrage aller
Ausginge gegeben, dies ergibt prazisere
Aussagen iiber die Reaktion des Priif-
lings und schnellerem Durchsatz in der
Fertigungspriifung. Jede Last ermoglicht
neben der graphischen Darstellung von
Strom und Spannung 20 weitere Stan-
dardmessungen, wie Power, Peak/Peak

Noise (20 MHz), Rise/Fall Time, Over-/
Undershoot. Digitale Ausginge liefern
Start/Stop/Trigger-Signale fiir andere
externe Gerdte. Neben den Betriebs-
arten Konstantstrom/-spannung/-lei-
stung/Widerstand ist auch ein nonline-
arer LED-Driver-Modus und ein Maxi-
mum-Power-Point-Tracking-Modus fiir
Solarpanels integriert. Die zugehorige
Software erlaubt die Programmierung
aller Parameter, andere Einstellungen
und die Abfrage der Messwerte iiber ein
graphisches Interface. Die Steuerung mit
einem PC erfolgt iiber LAN-Schnittstelle
mit LabView oder anderen IVI-Com- und
IVI-C-kompatiblen Sprachen.

» Syntel Testsysteme GmbH
www.syntel-testsysteme.de
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Einfach bedienbare Messmaschine

dige Beleuchtung
sorgen homogenes
Durchlicht und
Auflicht, welche
natiirlich in Kom-
bination benitzt
werden konnen.
) Die Maschine wird

Die Impex Leiterplatten
GmbH hat eine Messmaschi-
nenlosung mit dem Namen
proX2 entwickelt, wobei der
Fokus auf sehr einfache Bedie-
nung gelegt wurde. Trotz die-
ser simplen Bedienung kénnen
hochkomplexe Vermessungen
und Konstruktionen in unter-
schiedlichen Koordinatensy-
stemen durchgefiihrt werden.

Hier der typische Ablauf:
Der Bediener bringt das zu ver-
messende Objekt ins Kamera-
bild und tippt am Multi-Touch-
Screen auf das Objekt. Sofort
erkennt die Software die Kon-
tur und auch die Geometrie
des Objektes. Danach zeigt die
Applikation das Messergebnis
und die Teileansicht aller gemes-
senen Objekte. Natiirlich kon-
nen komplexe Ausrichtungen
des Messteils und somit unter-
schiedliche Koordinatensy-
steme erstellt werden. Nur dies
gewihrleistet korrekte Projekti-
onen und somit korrekte Mess-
ergebnisse.

Jeder kann ohne aufwéindige
Schulung sofort messen, denn es
miissen keine komplexen Pro-
grammschritte erlernt werden.
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Einfach einlegen und drauf-
los tippen.

Erweiterte Konstruktionen
mit den bereits gemessenen Ele-
menten sind kein Problem. So
entstehen einerseits Projekti-
onen oder neue Nullpunkte,
aber auch notwendige Distan-
zen oder Schnittpunkte. Alle
Messergebnisse konnen mit-
tels Toleranzen auf MafShaltig-
keit gepriift werden.

Vollig neu in dieser Branche
ist die Moglichkeit, die Mess-
ergebnisse frei nach Wunsch
ins Livebild bzw. in die Teile-
ansicht zu integrieren. Verwir-
rende Ergebnislisten ohne Bezug
zum Messobjekt gehoren damit
der Vergangenheit an.

Der Export von Ergebnislisten
in standardisierte Formate fiir
weitere Verarbeitung oder Sta-
tistiken ist natiirlich auch mog-
lich. Impex hat hierfiir eine sehr
niitzliche Software entwickelt,
die in wenigen Sekunden aus
Messergebnissen aussagekraf-
tige Berichte, Analysen bzw.
Statistiken erstellt. Die Erstel-
lung von Erstmuster-Priifberich-
ten, Cpk-Auswertungen oder
vollstindig ausgefiillten VDA-

Reporten ist einfach. Die neue
Messmaschine proX2 bietet in
X-, Y- und Z-Richtung manu-
elle Achsen, welche von Hand
positioniert werden. Die Feinpo-
sitionierung wird mittels Stell-
rad durchgefiihrt.

Impex gibt somit vielen klei-
nen Firmen die Moglichkeit, den
Schritt zur professionellen Mess-
technik zu gehen, ohne Unmen-
gen von Geld auszugeben. Der
Return-of-Invest Zeitpunkt
ist auch fur Kleinunterneh-
men sehr schnell erreicht. Die
Messflache hat eine Grofie von
640x540 mm. Fiir die notwen-

Zur schnellen und sicheren
Uberpriifung von Kleinserien
bietet die Semi-AOI-Lésung
EFA Inspection unter ande-
rem die Funktion der wechsel-
seitigen Anzeige von Golden
Board und Priifling. Unter-
schiede zwischen den bei-
den Boards fallen dabei als
Bewegung deutlich schnel-
ler auf als bei einer separa-
ten Betrachtung. Zur effizi-
enten Nutzung dieser Wech-
selbildanzeige ist die exakte
Ausrichtung der Aufnahmen
der beiden Platinen unabding-
bare Voraussetzung.

Mit der neuen Software-
version EFA Inspection 3.6
verliert das exakte Einlegen
der Platinen in die Aufnah-
mestation an Bedeutung. Die
neue Funktion ,Fiducialer-
kennung® 16st die exakte
Ausrichtung automatisch
softwareseitig mit gleichzei-
tiger Drehung und der Mog-
lichkeit der manuellen Nach-
korrektur. Unabhdngig vom
Bediener kommt EFA Inspec-

zwar manuell posi-
tioniert, jeder Messablauf kann
jedoch als Programm gespei-
chert werden. Wird dieses Pro-
gramm ausgefiihrt, so werden
alle Lichtsteuerungen, Toleranz-
priifungen und sogar die Positi-
onierungsfithrung mittels Rich-
tungspfeil automatisch durchge-
fithrt. Der Bediener muss somit
nur mehr die Achsen laut Fiih-
rungspfeil verfahren. Die Soft-
ware macht den Rest. Damit las-
sen sich sehr bequem Serienprii-
fungen durchfithren.

» Impex Leiterplatten GmbH
www.impex.co.at
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tion der idealen Uberlage-
rung dadurch einen entschei-
denden Schritt ndher. Dabei
ist die neue Funktion gewohnt
einfach und flexibel zu bedie-
nen. Die Fiducialerkennung
beschleunigt die schnelle
und sichere Kleinserienprii-
fung in EFA Inspection und
unterstiitzt den gesamten Pro-
zess damit merklich.
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» Lebert Software
Engineering
www.lse.cc
www.efai.eu
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Priifschrank flir Tieftemperatur-Wechselklimaprofile

[

Binder erweitert mit dem kom-
pakten MKFT 115 seine Pro-
duktpalette fiir industrielle Tief-
temperatur-Wechselklimapro-
file. Der neue Umweltsimu-
lationsschrank MKFT 115 ist
ein Spezialist fiir dynamische
Temperaturwechsel zwischen
-70 und +180 °C. Grofle Lei-
stungsreserven und schnelles
Abkiihlen machen die MKFT-
Serie zum High-End-Produkt
tiir komplexe normgerechte Kli-
mapriifungen in der Industrie.
Die elektronisch geregelte APT.
line-Klimatechnologie gehort

zu den entscheidenden Vorzii-
gen der MKFT-Produkte. Dabei
sorgt ein horizontaler Luftdurch-
fluss von beiden Geriteseiten fiir
tiberlegene Temperaturgenauig-
keit und reproduzierbare Ergeb-
nisse. Durch die gleichméfige
sanfte Umluft fallt mit APT.line
die raumliche Temperaturvertei-
lung um 30% genauer aus als bei
herkémmlichen Priifschranken.
Unabhingig von Probengrofie
oder -menge ist die Feuchteab-
weichung um den Faktor 1,2
genauer. Auch bei voller Bela-
dung herrschen am gesamten
Priifgut homogene Klimabe-
dingungen. Das Be- und Ent-
feuchtungssystem ist elektro-
nisch geregelt und nutzt einen
kapazitiven Feuchtesensor. Die-
ser arbeitet unabhingig von den

Umweltbedingungen (wie zum
Beispiel Luftdruck), ist war-
tungsfrei und reagiert ebenso
schnell wie prazise. Dadurch
kann auch das Befeuchtungs-
system dynamisch reagieren.
Die innovative Dampfdruck-
befeuchtung unterstiitzt die-
sen Vorgang und garantiert
im gesamten Innenraum eine
homogene, optimale Befeuch-
tung. Der Schrank kann einen
Klimabereich mit einer rela-
tiven Feuchte von 10 bis 98%
und einer Temperatur von 10
bis 95 °C realisieren (-70 bis
+180 °C ohne Feuchte). Somit
ist das Temperaturspektrum der
MKFT-Serie bis zu 1,6 mal und
der Klimabereich bis zu 1,3 mal
grofer als bei vergleichbaren
Priifschréanken.

Die Schrinke der MKFT-
Serie eigenen sich aber auch fiir
rapide Temperatur- und Klima-
wechsel, wie sie beispielsweise
bei Materialpriifungen Anwen-
dung finden. Wie schon sein
grofierer Vorgianger MKFT 240
iiberzeugt auch der MKFT 115
durch die Fahigkeit zum schnel-
len Abkiihlen bei konstanten
Geschwindigkeiten (5 K/min).
Hier ist der Priifschrank bis zu
1,6 mal schneller als vergleich-

bare Gerite. Die Serie MKFT
bietet zudem sehr anwender-
freundliche Features. Dazu geho-
ren das innovative Innenraum-
konzept und das Bedienteil mit
serienmafligem LCD-Bildschirm.
Das Gerat lasst sich leicht bela-
den, und das Priifgut bleibt bes-
ser zugédnglich. Der MKFT 115
verfiigt tiber ein stabiles Fahr-
gestell mit Rollen und lasst sich
damit bei Bedarf leicht bewe-
gen. Ein beheiztes Sichtfenster
mit LED-Innenbeleuchtung, ein
programmierbarer Betauungs-
schutz fiir Proben oder iber
den Programmeditor einstell-
bare Rampenfunktionen sind
beispielhaft fiir den hohen Bin-
der-Standard. Selbst das Befil-
len des integrierten Wasservor-
ratsbehilters ist von der Gerite-
vorderseite aus moglich, was die-
sen Arbeitsschritt im Vergleich
zu anderen Geriten wesentlich
erleichtert.

Alle Binder-MKFT-Schrianke
bieten serienméflig eine Vielzahl
von Features, fiir die ein Kunde
bei vergleichbaren Geréten auf
dem Markt mehrere 1.000 Euro
Aufpreis in Kauf nehmen miisste.

» Binder GmbH
www.binder-world.com

Temperaturiiberwachungssystem fiir Trocknung der Kontaktpaste

Mit SolarPaq bietet DataPaq
ein vollstindiges Programm
an Temperaturiiberwachungs-
systemen fiir alle Schritte der
Solarzellenfertigung.

SolarPaq-Systeme fiir Anti-
reflexbeschichtung, Einbrenn-
prozesse und Laminierung
von Fotovoltaikmodulen wer-
den jetzt erganzt durch eine

neue spezialisierte Losung
zur Erstellung von Tempera-
turprofilen bei der Trocknung
der Kontaktpaste.

Der speziell auf die Anwen-
dung zugeschnittene Daten-
logger ist so diinn, dass er sich
selbst fiir Ofen mit einer Off-
nung von nur 10 mm Hoéhe eig-
net. Der Datenlogger des Typs

DQI840, ein neues Modell aus

der bewahrten Q18-Baureihe,
widersteht zwei bis drei Minu-
ten lang bis zu 300 °C ohne

zusatzlichen Hitzeschutz.

Die Elektronik wird von
einem robusten Edelstahlge-
hiuse ausreichend geschiitzt.
Das massive Gehause reflek-
tiert einen groflen Anteil der
Wirmestrahlung und erhitzt
sich nur langsam. Statusan-
zeigen und Knopfe sind tief in
das Gehduse eingelassen, um
sie vor direkter Warmeein-
strahlung zu schiitzen und den
Wirmeeintritt in die Logger-
Schaltkreise zu minimieren.

Der vierkanalige Datenlogger
speichert bis zu 55.000 Mess-
werte je Kanal. Er kann bis

zu 20 Messungen je Sekunde
durchfithren und so selbst
geringste Temperaturabwei-
chungen aufzeichnen.
DataPaq stellt mit der
Insight-Software auflerdem
viele Analysewerkzeuge bereit,
die speziell auf die Verfah-
rensschritte in der Fotovol-
taikindustrie zugeschnitten
sind. Damit verschaffen sich
selbst ungeiibte Nutzer schnell
einen Uberblick iiber den Pro-
zess und erhalten alle notwen-
digen Informationen, um die
Produktqualitit und die Fer-
tigungsmenge auf jeder Pro-
duktionsstufe zu optimieren.

» DataPaq
www.datapaq.com
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AOI mit dem richtigen Dreh

Priiftechnik Schneider & Koch brachte ihr neues LaserVision Compact 4 auf den Markt.

Qualitatssicherung cossssssssEEEEEEE——————

Trotz seiner Kompaktheit verfligt das AOI-Tischsystem der neusten Generation tiber Eigen-
schaften, wie sie bisher nur in gro8en In-Line-Systemen zu finden waren.

Das innovative Gehduse in
vollig neuer Optik beherbergt
mehrer technische Neuentwick-
lungen. Herzstiick des neuen
LaserVision Compact 4 ist der
drehbare Kamerakopf, mit des-
sen Hilfe Leiterplatten und Bau-
teile in beliebigem Bestiickungs-
winkel sicher inspiziert wer-
den kénnen. Damit verfiigt das
LaserVision Compact 4 als ein-
ziges Tischsystem am Markt iber
eine drehbewegliche Aufnah-
meeinheit, die eine 360°-Pano-
ramasicht auf alle Bauteile er-
moglicht.

Geschwindigkeit fiir hohen
Durchsatz

Der Kamerakopf besitzt
zusitzlich zur Top-Kamera
vier seitlich blickende Kame-
ras. Geschwindigkeitsvorteile
entstehen durch die gleichzei-
tige Drehung aller seitlichen
Kameras um 45° in 1°-Schrit-
ten. Somit konnen alle beliebigen
Blickwinkel in kiirzerer Zeit
erreicht werden, als wenn eine
komplette 360° Drehung aus-
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gefithrt wird. Die eigenen S&K-
Kameramodule mit innovativer

Optik liefern gestochen scharfe

Bilder in hoher Geschwindigkeit.
Zur Bildqualitat tragt auch das

neue Beleuchtungskonzept aus

insgesamt 10 Beleuchtungsein-
heiten bei. Dabei schaffen acht

seitliche Beleuchtungsmodule,
ein Top-Licht und ein sogenann-
tes Koaxiallicht, bei dem Licht

durch das Objektiv eingebracht

wird, optimale Bedingungen fiir
exakte Messungen. Zusammen

mit dem Einsatz eines telezen-
trischen Objektivs werden beson-
ders kontrastreiche und verzer-
rungsfreie Bilder ohne Paral-
laxefehler erzeugt.

Die Geschwindigkeitsvorteile
beruhen aber nicht nur auf der
drehbaren Aufnahmeeinheit,
sondern auch auf dem Einsatz
einer neuen Achsentechnologie.
Sie arbeitet mit einer Schrittge-
schwindigkeit von 600 mm/s
und einer Beschleunigung von
bis zu 1 g und ermoéglicht so
eine ziigige Ansteuerung der
Priifpositionen. Das besonders

genaue Wegmesssystem der
Antriebsachsen sorgt dabei fiir
ein prézises Anfahren der Ziel-
positionen und fiir eine hohe
Wiederholgenauigkeit.

\

Mehr Leistung und groBerer
Arbeitsbereich

Das LaserVision Compact 4
verfiigt tiber eine automatische
Schublade mit flexibler Prif-
lingsaufnahme. Hinzu kommt
eine automatisch absenkbare
Frontbiende, die ein optima-
les Handling erméglicht. Trotz
seiner Kompaktheit mit einer
unverdnderten Aufstellgrund-
flache konnte derArbeitsbereich
des neuen Systems um 27% auf
400x500 mm? vergroflert werden.

Zudem wird erstmalig fir
Systeme dieser Grofe ein eige-
ner und praziser Controller fiir

Echtzeitverarbeitung einge-
setzt. Herkommliche Systeme
beruhen auf PC-Technologie, die
in punkto Leistung und Erwei-
terungsmoglichkeiten weit hin-
ter der hier integrierten Losung
rangieren. Die Programmkom-
patibilitdit zu den bisherigen
Tisch- und Inline-Systemen
bleibt erhalten.

» Priiftechnik
Schneider & Koch
www. prueftechnik-sk.de

Bild 2: Automatische Schublade mit flexibler Leiterplattenaufnahme
und automatisch absenkbarer Frontblende fiir optimales Handling.
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Rontgenpriifung bietet noch mehr
Moglichkeiten

und reduziert die Prifzeiten
betréichtlich. Das neue Release
Y.FGUI 3.5 ist Bestandteil
jedes neuen Y.Cheetah und
Y.Cougar Mikrofokus-Ront-
gensystems von Yxlon und
kann fiir bestehende Systeme
dieser Serien als Upgrade
erworben werden.

» Yxlon International GmbH

Bild 1: Bestimmung der Ortsauflosung

Yxlon International fithrte
das neue Release Y.FGUI 3.5 ein,
das die Rontgenpriifung fiir den
Bediener noch einfacher, kom-
fortabler und schneller macht.
Y.FGUI (Yxlon FeinFocus Gra-
phical User Interface) ist die
bewiéhrte Systemsteuerung mit
Einklick-Bedienung fiir das in
Echtzeit bildgebende System
der FeinFocus-Mikrofokus-
Rontgensysteme Y.Cougar und
Y.Cheetah. Durch eine einfache,
iibersichtliche Bedienoberflache
ist es auch einem unerfahrenen
Bediener schnell méglich, in
kiirzester Zeit brillante, hoch-
aufgeloste Rontgenbilder aufzu-
nehmen. Auf Basis der ASTM

E2597 arbeitet dieses Quality
Toolkit fiir die automatische
Berechnung der Ortsauflésung
und des Signal/Rausch-Verhalt-
nisses, um die Systemqualifizie-
rung zu bewerten (Bild 1). Bei
der neuen BGA-Inspektion sor-
gen reduzierte Voreinstellungen
fiir eine verbesserte Nutzerfiih-
rung. Die automatische Gitter-
findung (Bild 2) und Optimie-
rung des Algorithmus prézisie-
ren die Analyse von Lotkugeln.
Mit Windows 7 (64 Bit) ver-
besserte Y.FGUI seine Leistungs-
fahigkeit z.B. fiir mehr Projek-
tionen bei Y.QuickScan. Dies
fithrt zu einem noch schnelleren
Computertomogramm (Bild 3)

Comet Group

yxlon@hbg.yxlon.com

Bild 2: BGA-Inspektion Gitterfindung www.yxlon.de

Bild 3: CT-Scan eines Ultraschallsensors

Release der Solution-Plattform der nachsten Generation

Die bewihrte Bildverarbeitungs-
software, die unter anderem im
Bereich der Qualititssicherung in
der Elektronik-Produktion einge-
setzt wird, erreicht mit der Neuent-
wicklung der Generation Coake 7
(Release am 07.07.) einen ganz neuen
Standard.

Diese echtzeitfdhige Software
Solution Platform ermdglicht unter
anderem eine parallele Priifung von
mehreren asynchronen Priifprozes-
sen (Multiprocessing). Sie bietet ein
hohes Maf3 an Zukunftssicherheit
im Hinblick auf aktuelle und kom-
mende Hardware-Architekturen

sowie Betriebssystem- und Prozessor-

den Einsatz aktuellster GUI-Konzepte

der. Ziel der Neuentwicklung mit
State of the Art-Werkzeugen war
es unter anderem, dem Anwender
eine hochst komplexe Technolo-
gie auf einfache Weise zuginglich
zu machen, wodurch sich auch der
Supportaufwand minimieren lasst.
Ein langer Lebenszyklus wird durch
zahlreiche Erweiterungsmoglich-
keiten gewahrleistet. Das Machine
Vision Toolkit ermdoglicht weiterhin
den Anschluss von Bildeinzugs- und
I/O-Hardware in beliebiger Kombi-
nation und schnittstellenunabhingig.

» SAC

Sirius Advanced Cybernetics GmbH

technologie. Auf dem Gebiet der intu- neue Mafistibe und bietet maximalen
itiven Bedienung setzt Coake 7 durch Komfort und Flexibilitét fiir den Anwen-

sarah.klug@sac-vision.de
www.sac-vision.de

y
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SMU-Produktfamilie auf hohe Kanaldichte
ausgebaut

Pins im Halblei-
terbereich. Es bietet
eine Sample-Rate
von bis zu 600 kS/s
sowie vier SMU-
Kanile und erwei-
tert den Ausgangs-
bereich von NI-
SMUs mit mehre-
ren Kanilen auf 24
V bei 150 mA. Auf-
grund dieser Funk-
tionen konnen die
Anschaffungsko-
sten gesenkt, Priif-
zeiten verkiirzt und
die Flexibilitat bei
Mixed-Signal-Tests

Bei dem neuen Modul NI Ingenieuren an jede beliebige
PXIe-4143 handelt es sich um Last benutzerdefiniert angepasst
eine Hochgeschwindigkeits- werden kann. National Instru-
Prizisions-SMU (Source Mea- ments erweitert die Produktfa-
sure Unit) mit hoher Kanal- milie der PXI-SMUs fiir automa-
dichte und sehr schnellen Sam- tisierte Halbleitertests. Das neue
ple-Raten. Die neue SMU ver- NI PXIe-4143 eignet sich beson-
fugt tiber die Technologie NI ders fiir das parallele Testen
SourceAdapt, mit der sie von von Priiflingen mit mehreren

Mit dem ersten, flexiblen Priifautomat

Somflex hat die Firma Sontec weitrei-
chende Mdoglichkeiten in der Priiftech-

nologie geschaffen. Die mechanischen
und elektronischen Komponenten sind

modular, flexibel und erweiterbar auf-

gebaut. Fiir den Transport der Teile wird
ein Roboter eingesetzt, welcher die Teile

unter den verschiedenen Stationen zur

Priifung positioniert. Die Anlage bietet

dem Kunden eine hohe Produktionssi-

cherheit mit der dazugehorigen 100%
Qualitétspriifung.

Sonflex kann im 24 h Schichtbetrieb,
ohne standige Uberwachung durch anwe-
sendes Bedienerpersonal, betrieben wer-

den. Die industrielle Bildverarbeitung mit

den hochprizisen Objektiven erlaubt es,

Teile und Produkte schnell, zuverldssig
und mit hohen Anforderungen an die

Genauigkeit zu kontrollieren. Diese Tech-
nologie hat sich in den letzten zwei Jahr-

zehnten kontinuierlich verbessert und ist
heute nicht mehr aus den automatisierten

und manuellen Prozessen wegzudenken.

tir zahlreiche Priif-
linge erhoht werden.

Mit dem neuen NI PXTIe-4143
gibt die SMU-Produktfami-
lie Testingenieuren Optionen
fir DC-Messungen mit bei-
nahe jedem Gerit an die Hand.
Durch die sehr hoher Kanalan-
zahl, beste Sample-Raten und
Source-Adapt-Technologie fiir

eine benutzerdefinierte Anpas-
sung kann eine flexible Auswahl
an Messgeriten fiir den Halb-
leiterbereich zur Verfiigung
gestellt werden.

Uberblick iiber die Funktionen

o Vier SMU-Kanile mit einer
Sample-Rate von bis zu 600
kS/s fiir das Messen von
schnellem Einschwingver-
halten

o Ausgang mit 24 V bei 150 mA
im Vierquadrantenbetrieb zur
Vervollstindigung bestehen-
der NI-SMU-Funktionalitit
fur Quellen und Senken

« Empfindlichkeit bei Strom-

messungen von 10 pA

Flexible, kompakte modulare

PXI-Architektur fiir den Ein-

satz von Geriten mit geringem

Platzbedarf

» National Instruments
Germany GmbH
info.germany @ni.com
www.ni.com/germany

Priifzelle fiir Drehteile

Nach dem Priifen werden die kontrol-
lierten Teile nach gut und schlecht sortiert.
Durch den Einsatz des Priifautomaten
von Sontec hat der Kunde eine hohe Fle-
xibilitat bei der Verarbeitung von neuen
Teilen, rasche Verfiigbarkeit der Anlage
wie auch einen hohen Qualitatsstandart.
Die typischen Sontec-Zellen fiir Sonflex

sind Platz sparend konstruiert. Wichtige

Daten des Priifautomaten:

« modulare, Platz sparende Sontec-Zellen

o gute Zuginglichkeit

o dreistufiges Bedienkonzept

« SPS-Steuerungen mit modernem Bus-
system als Mastersteuerung

o Moglichkeit der Fernwartung per
Modem oder Internet (VPN)

« Einsatz von industriellen Roboter in
der Priifzelle

o individueller Modulwechsel (Plug&Play)

o optische Priifautomaten mit schnellen
Bildverarbeitungssystemen

o taktile Priifautomaten mit Prézisi-
onstastern und bedienerfreundlichen
Human-Machine-Interface

o Hirtepriifsystem mit hoher Sensibilitét

o Priazisionsluft-Messdorne mit hoher
Genauigkeit

» Sontec AG
info@sontec.ch
www.sontec.ch
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Losungen fiir die Qualitatspriifung:

Entwicklung eines Geschaftsszenarios fiir die
Laserinspektion von Blechkomponenten

Fallbeispiel Century Manufacturing, Holliston/Ma, USA

Das Priifsystem Virtek LaserQC vergleicht das fertige Produkt mit
der CAD-Datei des Kunden und erstellt einen detaillierten Bericht.

Wie bleibt ein seit 50 Jahren bestehen-
des, privates Unternehmen der Blechbe-
arbeitung in New England auch in wirt-
schaftlich herausfordernden Zeiten wett-
bewerbsfihig und profitabel? Moe St. Ger-
main, leitender Geschiftsfithrer der Cen-

tury Manufacturing Co., Inc., in Hol-
liston/Massachusetts, nimmt Stellung:

“Das Rezept lautet: ein fairer Preis, ter-

mintreue Lieferungen und eine gleich-
bleibende Produktqualitit. Aber die
geheime Zutat ist es, dem Kunden die

Qualitit von jedem Auftrag ganz kon-
kret zu demonstrieren.”

Um genau dies zu erreichen, vertrauen
St. Germain und sein Team auf das
schnelle Priifsystem Virtek® LaserQC®,
das mit Lasern arbeitet, um iiber 500
Datenpunkte pro Sekunde zu erfassen
und auf 0,05 mm (0,002 Zoll) genau misst.
Das System vergleicht das Fertigprodukt
mit der CAD-Datei eines Kunden und
erstellt einen detaillierten Bericht mit
allen Abmessungen und Abweichungen
von den Toleranzen.

Das Virtek LaserQC-System ist ein
beriithrungslos arbeitendes, hochprazises
System zur Teileinspektion, das fiir die
Kontrolle von ersten Teilen und Reverse
Engineering eingesetzt wird. .

Die komplett objektive Teileinspektion

Century hat den Virtek LaserQC im Jahr
2000 installiert und nutzt ihn, um erste
Teileinspektionen und Fertigungskontrol-
len durchzufiihren. ,,Einige unserer Teile
sind so kompliziert, dass ein Mitarbeiter
mehrere Stunden benétigt, um diese unter
Einsatz von Schublehren und Mikrome-
tern zu kontrollieren. Bei einer manuel-
len Priifung hangt die Genauigkeit von
der Person ab, die die Messung durch-
fithrt. Der Virtek LaserQC bendtigt nur
ein oder zwei Minuten und ist komplett
objektiv - nichts berithrt jemals das Teil.”

Amortisationszeit
unter einem Jahr

Viele Unternehmen, die mit Engpéssen
kimpfen, die durch manuelle Inspekti-
onen entstehen, und sich bemiihen, die
Produktivitdt von kostspieligen Abkant-
pressen, Stanzen und Laserzuschnittsy-
stemen zu maximieren, stellen fest, dass
die Rentabilitat eines Virtek LaserQC-
Systems bereits nach weniger als einem
Jahr erreicht ist. ,,Es ist unschlagbar darin,
Fehler aufzudecken, die durch eine kaputte
Stanze oder eine Bedienperson entstan-
den sind, die eine falsche Stanze einge-
setzt hat®, sagt St. Germain. ,,Und wir
legen jedem Auftrag, den wir versenden,
einen Priifbericht bei.
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Das System erfasst 500 Datenpunkte pro Sekunde und misst auf 0,05 mm genau. Uber-
schrittene Toleranzbereiche werden, je nach Grad der Abweichung, farblich gekennzeichnet.

“Die Qualitat steht bei jedem Kunden
an erster Stelle. Wenn man fiir ein System
wie dieses kein Geschiftsszenario entwi-
ckeln kann, dann wird man nicht lange
im Geschift bleiben.”

Qualitétspriifung
als Verkaufsinstrument

Der Virtek LaserQC dient ferner als
Verkaufsinstrument bei neuen Kunden.
»Letzten Monat haben wir 50 neue Auf-
trage bekommen®, berichtet St. Germain.
,Wir haben potenzielle Kunden zu uns ein-
geladen und sie gebeten, ein Teil mitzu-
bringen. Zu Beginn ihres Besuchs haben
wir das Teil mit dem Virtek LaserQC
gescannt. Da das System so schnell ist,
waren wir in der Lage, das Teil nachzu-
stellen und zu produzieren, wihrend die
Besucher unser Unternehmen besichtigten;
als sie wieder gehen wollten, haben wir
ihnen ihr Teil ausgehidndigt. Dies ist ein
ziemlich eindrucksvolles Beispiel unserer
Leistungsfahigkeit.”

Das System erstellt automatisch einen
detaillierten, farbkodierten Priifbericht
des gescannten Teils inklusive CAD-
Datenabweichungen, um so den Anfor-
derungen bezogen auf ISO, TQM, Six
Sigma, Lean und ein QS-Berichtswesen
gerecht zu werden.

Century Manufacturing ist ein Topun-
ternehmen mit einer Fldche von 30.000
m?, das rund 40 km von Boston/Mas-

sachusetts gelegen ist und seit einem
Jahrzehnt nach ISO zertifiziert ist. U.a.
ist das Unternehmen in der Herstellung
und dem Stanzen von Blechen fiir die
Medizintechnik, fiir Einrichtungen, die
die innere Sicherheit betreffen, fiir Tele-
kommunikationsprodukte und fiir den
Fahrzeugbau titig.

Der Virtek LaserQC scannt taglich seit
elf Jahren 30 bis 50 Teile. , Abgesehen
davon, dass wir gelegentlich das Glas, auf
dem die Teile liegen, austauschen miis-

Erfassung von Abweichungen mit einem
Laserstrahl.

sen, da es verkratzt wird, haben wir noch
keine Wartung am System durchfiihren
miissen. Wir installieren lediglich Updates
der Software, wenn diese verfiigbar sind,
und das System lauft von alleine.”
Wenn man St. Germain fragt, wie er
die Qualititskontrolle in der Blechin-
dustrie heute beschreiben wiirde, sagt er:
»Die Qualitét steht bei jedem Kunden an
erster Stelle. Wenn man fiir ein System
wie dieses kein Geschéftsszenario entwi-
ckeln kann, dann wird man nicht lange
im Geschift bleiben.“ Die Laser erfassen
iiber 500 Datenpunkte pro Sekunde und
reduzieren damit Priifzeiten von Stun-
den auf Minuten.

[ GERBER TECHNOLOGY

» Gerber Technology GmbH
Info@gerbertechnology.com
www.gerbertechnology.com

Century produziert eine komplette Palette von Glasfaserverbindungsprodukten fiir Wand-
halterungen und Rackbauweisen.
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Hochzuverlassige Vergussmassen
fur die Mikroelektronik

B 1000 h bad +150 *C
1000 b b + 180 *C
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Druckscherfestigkeit nach 1.000 h Einlagerung
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Bild 1: Die mechanischen Eigenschaften von DELOMONOPOX GE730
werden bei thermischer Alterung nur geringfiigig beeinflusst.

Fiir das anwendungsgerechte
Packaging von mikroelektroni-
schen Komponenten in Anwen-
dungen mit aggressiven Umge-
bungseinfliissen, wie Kraftstoffe,
Ole sowie Vibration und Hitze,
spielen hochzuverldssige Ver-
gussmassen eine immer wich-
tigere Rolle. Aus diesem Grund
wurden von Delo Vergussmas-
sen auf der Basis sdureanhydrid-
vernetzender Epoxidharze wei-
terentwickelt. Deren Hauptvor-
teil besteht darin, dass die hoch-
zuverldssigen Vergussmassen
durch optimiertes Fliess- und

Dosierverhalten sowie verschie-
dene Aushartungsmoglich-
keiten einen schnelleren und
effizienteren Produktionspro-
zess ermoglichen.
Anwendungsfelder finden
sich vor allem in der ,,Chip-on-
Board“-Technologie (COB). Hier
werden Halbleiterchips oder Sen-
sorelemente auf einer Leiterplatte
vollstandig oder partiell vergos-
sen. Der Verguss schiitzt hier vor
thermischen und mechanischen
Belastungen sowie vor aggres-
siven Medien. Weiter Einsatzge-
biete finden sich in der Senso-

Fil Giob-Top Glob-Top
schwarz
65 ] 85 &7
6500 135.000 8.000 19,000
48
20 min bai +150°C
B0 min bei +125%C
50 =5 B0 B0
0.5 0.5 0.7 0.7
8.600 11.000 8.000 8.000
178 182 17a 186
25 22 24 18
01

Bild 2: Relative Druckscherfestigkeit, bezogen auf die Anfangsfestigkeit

rik und Aktorik, beispielsweise
beim Abdichten eines Oldruck-
sensors im Motorraum.

Die Vergussmassen weisen
ein fiir den Einsatz im Hoch-
zuverldssigkeitsbereich opti-
males Eigenschaftsprofil auf.
Sie basieren auf Epoxidharzen,
die organische Saureanhydride
als Harter enthalten. Uber die
Abmischung von Grundharzen
mit spezifischen Eigenschaften,
den Einsatz von Haftvermittlern
und den Zusatz von Fiillstoffen
entstanden neue Materialien mit
einzigartigen Eigenschaften: Sdu-
reanhydridharter ermdglichen

DELOMONOPOX 'DHI.'I'H CIII'DHI}POI DELOMONOPOX
GETZS GETES

Tabelle 1: Eigenschaftsiibersicht der Produkte

[=f=4

iber ihre spezielle Ringstruk-
tur eine extrem enge Vernet-
zung des Polymers und weisen
damit Glastibergangstempera-
turen von 180 °C sowie nied-
rige thermische Ausdehnungs-
koeffizienten im Bereich von 18
bis 25 ppm/K auf, sodass auch
bei hohen Temperaturen nur
geringe Mengen an Sauerstoff
und Chemikalien eindringen
konnen. Eine Folge daraus ist
die geringe Wasseraufnahme
von 0,1 Gew. % und die sehr
hohe Temperatur- und Chemi-
kalienbestandigkeit.

Bild 1 zeigt am Beispiel von
DELOMONOPOX GE730 die
mechanischen Eigenschaften
nach thermischer Alterung bei
150 und 180 °C iiber 1.000 h
Lagerungsdauer als Verdnde-
rung von E-Modul, Zugfestig-
keit und Reifldehnung, bezogen
auf den Ausgangswert. Die nur
geringen Abweichungen belegen
die hohe Konstanz der mecha-
nischen Kennwerte unter aggres-
siven Bedingungen.

Die herausragende Bestdndig-
keit gegentiber unterschiedlichen
Medien zeigt Bild 2 am Beispiel
des DELOMONOPOX GE785
als relative Druckscherfestig-
keit, bezogen auf die Anfangs-
festigkeit unter Einfluss ver-
schiedener aggressiver Fliissig-
keiten. Die Abweichung vom
Ausgangswert liegt selbst nach
1.000 h unter 20%.
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B FR4
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Bild 3: Druckscherfestigkeit verschiedener Substrate

Bild 4: Beim partiellen Chipverguss ist es besonders wichtig, dass der
Klebstoff ohne zu verfliessen an der vorgesehenen Position aushdirtet.

Eine weitere Eigenschaft ist die
universelle Haftung auf den in
Elektronik und Mikroelektro-
nik hiufig eingesetzten Mate-
rialen. Hierzu bringt Bild 3 die
Druckscherfestigkeit als Maf3.
Dabei sticht das sehr hohe Festig-
keitsniveau auf FR4 mit tiber 40
MPa heraus.

1rrfrrry

Die Verarbeitungseigen-
schaften wurden gezielt fiir den
effizienten Einsatz in der Mikro-
elektronikfertigung ausgelegt
und optimiert. Das Fliefverhal-
ten der Vergussmassen spielt fiir
eine sichere Verarbeitung eine
entscheidende Rolle. Die als
Dam&Fill fiir die COB-Techno-
logie ausgelegten Systeme DELO-

Bild 6: Die optimierten Glob-Top-Vergussmassen kénnen fiir den
volistindigen (Bild oben) und partiellen (Bild darunter) Verguss

eingesetzt werden.

MONOPOX GE785 und GE725
konnen nass in nass verarbei-
tet werden. Eine Zwischenhir-
tung des Dams vor der Dosie-
rung des Fills ist nicht notwen-
dig. Der Dam verfliefit nicht
unter Temperatur und bildet
eine Barriere fiir den niedrig-
viskosen Fill. Dadurch lassen
sich verschiedene Dosiermuster
einstellen und zuverldssig auf-
tragen. Die Flieeigenschaften
eignen sich deshalb auch bestens
fiir den partiellen Verguss, der
z.B. bei Sensoranwendungen oft
notwendig ist (Bild 4).

Die Damklebstoffe ermogli-
chen eine besonders schmale

"Il"..u;f.l'l.lr.f';

und gleichzeitig stabile Wan-
dung, sodass mehrerer Wan-
dungen gestapelt werden kon-
nen: ,Dam Stacking® (Bild 5).
Die Dosierung kann direkt nach-
einander ohne Zwischenhirtung
erfolgen. Anschlieflend wird der
vollstindige Verguss inklusive
Fill in einem Schritt ausgehér-
tet. Durch die Delo-

Vergussmassen ergibt sich eine
sehr hohe Produktionskapazi-
tit, da die Zwischenhértungs-
schritte wegfallen.

Weiter umfasst das Produkt-
portfolio zwei Glob-Top Ver-
gussmassen (Bild 6). Je nach
Anwendung kann zwischen dem

Bild 5: Beim Dam Stacking werden mehrere Klebstoffraupen gestapelt und bilden dadurch eine Art Wand. Das Volumen innerhalb der Wandung

kann dann aufgefiillt werden.

electroniceyp | /2013

23



exsssssssssssssmme Leiterplatten- und Bauteilefertigung
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Bild 7: Anderung der Viskositit vom Produkt GE758, bezogen auf den Ausgangswert.

- ) niedrigviskosen DELOMONO- 100 °C. Wie Bild 8 zeigt, wird die
Druckscherfestigheit nach 1.000 h Enlagerung POX GE730 und der hohervis- chemische Bestidndigkeit durch
B Geotriebed| Meterd| AdBiue kosen Variante DELOMONO- die Wahl der Aushirtungspara-

100

POX GE765 gewihlt werden.
Auch die Glob-Top Verguss-
massen ermdglichen aufgrund
des optimierten Fliefiverhaltens

meter kaum beeinflusst.

Selbst nach anspruchsvollen
Tests, wie 3.000 h Einlagerung
bei 85 °C/85% relativer Luft-

POX GE785, bezogen auf den Zur internen Qualifikation
Ausgangswert, innerhalb der wurde eine definierte Anzahl
45h@100°C 15h@ 1850 Verarbeitungszeit. Von Vorteil von sogenannten Daisy Chain
) sind auch die variablen Aushédr- Packages (5x5 mm?, 25-pm-Au-
teparameter. So konnen die Ver- Draht, FR4) den Prifungen
Bild 8: Chemische Bestdndigkeit des DELOMONOPOX GE 725 bei gussmassen sowohlin 20 min bei unterzogen. Hier wurden die
unterschiedlichen Aushdrteparametern. 150 °Calsauch z.B.in4,5h bei auf einer FR4-Leiterplatte auf-
geklebten Chips mit den neuen
Glob-Top und Dam&Fill Syste-
men vergossen und ausgehirtet.
| M M E R R R A et S Danach erfolgte die Prifung auf
Wairmemanagement geht! Funktionalitit und deren test-
E TWAS E F F IZI E N TE R Wir bieten intelligente spezifische Konditionierung.
mEs Losungen zur Abfiihrung
von Warme: Am Beispiel der Zuverlassig-
Tharmeies 3 vanilelan keitsklassifizierung nach JEDEC
Warmetransport MSL I wurden zuerst die Kom-
Dickkupfer fur horizontalen ponenten bei 125+/- 5 °C tiber 24
Warmetransport h in einem Umluftofen getrock-
Leiterplatten mit net. Daran schloss sich die Kon-
Aluminium Kern (IMS) ditionierung der Bauteile {iber
Heatsink (Paste oder 168+/-5 h bei 85 °C und 85% rela-
AT EHE el tiver Feuchte an. Anschlieflend
Ultra WeiB und Tiefschwarz . . o
fur Beleuchtungen wur'den die Bauteile einer drei-
maligen Reflowbelastung unter-
zogen und nach jedem Durch-
e lauf die Funktionalitét tiberprift.
etriebesteuerungen, N N
Leistungstransistoren u.v.m. Alle gepruften Bauteile funk-
Kontaktieren Sie uns! tionierten nach diesen Bela-
stungen einwandfrei.

einen partiellen Verguss. feuchtigkeit oder 1.000 Zyklen,
Ein weiterer Vorteil ist die Ver- war die Funktionalitat der mit
arbeitungszeit von 48 h. Bild 7 Dam&Fill oder Glob-Top ver-
informiert zur Anderung der gossenen Bauteilen gewéhrleistet.
25 Viskositat von DELOMONO-

Druckscharfestigkeit ALAL in %
bez. aul den Anfangawert bei den
jewailigen Aushirtungsparameterm

B

=)

Optimiert fiir Power-LED's,
Hochleistungsleuchtdioden,

IndustriestraBe 11 . .
D-96317 Kronach Autor: Dr. Tobias Koniger,

¢techn0boar‘ds Telefon  +49 (0) 9261 99-291 Produktmanager Delo

KRONACH— Fax +49 (0) 9261 99-774 i
E-Mail info@technoboards-kc.de » Delo Industrie Klebstoffe

Web www.technoboards-kc.de il’lfO @delo.de
www.delo.de
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Flexibles Konzept fiir eine Produktionszelle

Mit der SPM 1000 Stand-Alone Process Machine stellt die IPTE Factory Automation ein flexibles
Konzept fiir eine Produktionszelle vor. Mit der SPM 1000 lassen sich viele Prozesse qualitativ
hochwertig standardisieren, automatisiert und kontrolliert durchfiihren sowie dokumentieren.

Die Zelle verfiigt iiber ein Linearachsen-
system (X/Y) sowie eine Spindelachse (Z).
Zur Werkstiickaufnahme dient ein Rund-
schaltteller mit zwei Basisaufnahmen. Dabei
ist der manuelle Einlegebereich fiir die
Bedienperson mit einem Lichtgitter abge-
sichert. Als Maschinensteuerung ist eine
PC-Steuerung fiir die Ablaufprogrammie-
rung enthalten.

Die SPM 1000 eignet sich fiir folgende Pro-
zesse: 1K Dispensen, 2K Dispensen, Schrau-
ben, Bestiicken und Montieren von Teilen,
Einpressen, Loten, Schweiflen, Heiflverstem-
men, Frasen und Ségen von bestiickten Lei-
terplatten, Testen (ICT, Flashen, FUT und

electronicfab I/2013

EOL) sowie Laserbeschriften. Fiir jeden
Vorgang bietet IPTE FA entsprechende
Applikationen nach Kundenanforderung
an. Das zu bearbeitende Werkstiick kann
bis zu 450x380 mm? grof3 sein.

Effektives Arbeiten

Nach dem manuellen Einlegen des oder
der Produkte gibt der Bediener den Bear-
beitungsprozess frei. Der Rundschaltteller
dreht anschlieflend in seine Bearbeitungs-
position, und der Prozess startet automa-
tisch. Wahrend dessen kann der Bediener
in der Be- und Entladeposition die zweite
Aufnahme beladen oder zusitzliche Vor-

montagen durchfithren. Nach Fer-
tigstellung des Prozesses fahrt der
Rundschaltteller in die Be- und Ent-
ladeposition.

Eine realisierte Applikation arbei-
tet beispielsweise mit einer Dosierein-
richtung. Dabei wird eine Ein- oder
Zweikomponenten-Fliissigkeit als
Raupe, Fliche oder Punkte auf ein
Produkt aufgebracht. Der Dosier-
kopf wird nur sortenrein mit einem
Material betrieben. Die Materialzu-
fithrung kann tiber Kartuschen, Hob-
bock oder Fasser erfolgen. Zur Pro-
duktzentrierung sind produktspezi-
fische Aufnahmen vorgesehen. Optio-
nal erginzt eine optische Lagekorrek-
tur in der Maschine die exakte Plat-
zierung in der Maschine.

Schraubvorgénge aller Art

Fiir Schraubvorginge aller Art lasst
sich die Stand-alone Process Machine
ebenfalls einsetzen. Dafiir gibt es eine
automatische Schraubenzufithrung
mit Wendelforderer. Eine unbegrenzte
Anzahl von Schraubpositionen ist
programmierbar. Jeder Schraubvor-
gang wird beziiglich Drehmoment
und Kraft tiberwacht und fiir Trace-
ability-Zwecke protokolliert. Auch
bei dieser Anwendung zeigt sich die
SPM 1000 flexibel: Fiir unterschied-
liche Werkstiicke lassen sich die ent-
sprechenden Ablaufprogramme ein-
fach einspielen, sodass die Produk-
tion bei Bedarf entsprechend schnell
umgestellt werden kann. Bei Anwen-
dungen, die verschiedene Teile, auch
aus unterschiedlichen Materialien, in
Werkstiicke, Formen oder beispiels-

weise Gehduse einpressen, wird die Ein-
presskraft iiberwacht. Auch diese Werte
erfasst die Maschine zu Protokollzwecken.

Fazit

Die SPM 1000 ist eine universelle Pro-
duktionszelle, mit der sich wiederkehrende
Vorgange ohne groflen Aufwand automati-
sieren und Qualitatsanspriiche einfach und
wirtschaftlich realisieren lassen.

» IPTE Factory Automation
IPTE Germany GmbH
info@ipte.com
www.ipte.com
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Leiterplatten fiir viele Einsatzgebiete

| Stsfonnlack

————

Kupfer fur Leiterbild

Glas

Alurmrimkern ader
Kuplerkern

—_—
.

Prepreg Keramik - Glas oder chng ————

-

-

|
i
Y E

ohne lscherung

MOK-Bahrung ‘\

NOK-Bohvung mat Isolienung 2

kum hat die Funktion von Wiar-
meleitung, gleichzeitiger Isolie-
rung und Kontaktierung zwi-
schen Kupfer und Aluminium.

Das thermisch leitende Die-
lektrikum gibt es mit Keramik-
filller und mit oder ohne Glas-
faserverstirkung. Aluminium-
substrate werden aufgrund ihrer
mechanischen Bearbeitung
bevorzugt. Alternativ konnen
auch Substrate mit Kupfer oder
Stahl eingesetzt werden.

Bluminium Das Dielektrikum gibt es in
verschiedenen Ausfithrungen.
- ] - g Dielektriken mit Glasfaser-
Beispielaufbau einer einseitigen IMS-Platine verstirkungen weisen eine hohe
Konventionelles Basismaterial i
fiir Leiterplatten wurde fiir eine Latstopplack
gute elektrische Isolation entwi- T

ckelt sowie fiir gute thermisch
isolierende Eigenschaften. Durch
thermisch leitfdhige Keramik-
filler hat man die thermische
Leitfahigkeit der Prepregs und
Laminate verandert. Somit ist es
moglich, Leiterplatten mit ver-
besserter Warmeleitfahigkeit
herzustellen und diese z.B. mit
einem Kiithlkorper zu verbinden.

IMS-Leiterplatten garantieren
ein optimales Warmemanage-
ment. Entsprechend den Anfor-
derungen werden die Alumi-
niumsubstrate mit den Dielek-
triken und verschiedenen Kup-
ferstirken eingesetzt.

Bei IMS-Material wird auf
einem Metallkern, z.B. Alumi-
nium oder Kupfer, mittels Pre-
preg die Kupferfolie laminiert
(der Metallkern ist ein Bestand-
teil der Leiterplatte). Die Leiter-
platte kann dann auf der Kupfer-
folienseite strukturiert werden.

Das IMS-Material ist ein Ver-
bund Aluminium, thermisch lei-

Kupfer mit Leerbild

Prepreg Keramik — Glas oder ohne
Glas

Aluminiumkern oder
Kupferkemn

MOK-Bohrung ohne
Isalierung

DK-Bohrung isoliert
Zurn Alurminem

Beispielaufbau einer doppelseitgen IMS-Platine

tendem Dielektrikum und Kup-
fer und ist als Substrat so erhalt-
lich oder kann individuell her-
gestellt werden. Die Materialien
weisen eine gute mechanische
Stabilitat und ein breites Spek-
trum thermischer Leitfdhigkeit
fiir spezielle Anforderungen auf.

Aluminium Platie

Verbund IMS

26

In vielen Féllen ist es wichtig,
dass die Warme von elektro-
nischen Bausteinen abgefiihrt
wird, um die Lebensdauer und
die Funktionalitit zu verbessern.
Die Moglichkeiten dieser IMS-
Leiterplatten sind umfangreich
und er6fftnen Anwendungen u.a.
in den Bereichen Kraftumwand-
lung, Automobil, Audio. Motor-
steuerung und Stromumwand-
lung, Schalter und Halbleiterre-
lais, Motorantriebe und LEDs.

Die Wirkungsweise der IMS-
Schaltung ist wie folgt: Die
Wirme durch Bauteile wird
durch das Dielektrikum mit-
hilfe der Keramikpartikel wei-
tergeleitet auf den Metallkern
(Aluminimum oder Kupfer) und
somit abgefiihrt. Das Dielektri-

Durchschlagsfestigkeit auf, sind
besser in der Dickeneinheitlich-
keit, die Warmeleitfahigkeit ist
geringer, aber auch kostengiin-
stiger als die Dielektriken ohne
Glasfaserverstiarkung.

Dielektriken ohne Glasfa-
serverstarkung zeichnen sich
aus durch eine niedrige Durch-
schlagsfestigkeit und einer
schlechteren Dickeneinheitlich-
keit, aber die Warmeleitfahig-
keit ist hoher. Dieses Dielektri-
kum ist kostenintensiver als mit
Glasfaserverstarkung.

Die Durchschlagsfestigkeit ist
abhingig von den eingesetzten
Fiillern; hier haben z.B. SiC eine
Wirmeleitfahigkeit von 25...100
W/mK, aber die Durchschlags-
spannung ist sehr schlecht. Der
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Beispiel einer gebogenen
IMS-Schaltung
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Kupiar
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Filler Typ AlO; hingegen hat
eine sehr gute Durchschlags-
spannung weist aber nur einen
Wirmeleitwert von 25...40 W/
mK auf.

Die Wirmeleitfahigkeit ist
nicht gleichzusetzen mit der
Temperaturleitfahigkeit, also
der Geschwindigkeit, mit der
sich eine Temperaturverdnde-
rung durch das Medium aus-
breitet. Die Warmeleitfahig-
keit bezieht sich ausschliefSlich
auf die Wirmeleitung und nicht
auf den Warmetransport durch
Konvektion oder Warmestrah-
lung. Der Warmeleitwert in W/K
ist die von der Abmessung eines
Bauteils abhingige Kennzahl.
Die Wirmeleitfahigkeit wird
gemessen an den Materialien
nach der ISO22007-2, etwa mit
der HOT-Disk-Methode.

Thermische Impedanz

Bei der Auswahl des Mate-
rials ist auch die thermische
Impedanz mit einzubeziehen.
Der thermische Widerstand
definiert den inneren Warme-
widerstand des Materials gegen
den moglichen Warmefluss. Je
geringer dieser Wert ist, desto
besser kann die Warme durch
das Material abgeleitet werden.
Die thermische Impedanz ist
ahnlich charakteristisch, aber
immer auf die feste Grof3e der
Kontaktflache bezogen.

Wenn die Durchschlagsfestig-
keit nicht ausschlaggebend ist
fir die Auswahl des Materials,
ist es teils sinnvoller, das Dielek-
trikum diinner zu wéhlen und
die Wirmeleitfahigkeit geringer,
da man somit auch die fast glei-
che thermische Impedanz erhalt.
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Z.B. hat ein Material mit einer
Wirmeleitfahigkeit von 1,6 W/
mK mit einem 75 um Dielektri-
kum fast den identischen Wert
fur die thermische Impedanz
wie ein Material mit 2,2 W/mK
und einem Dielektrikum von
100 um. Die erste Variante ist
preisgunstiger.

Fir die meisten LED-Anwen-
dungen sind Materialien mit
niedrigem Wirmeleitwert aus-
reichend.

Bei verschiedenen Beleuch-
tungen ist nicht ausschlagge-
bend fiir die Funktionssicher-
heit der Anwendung die elek-
trische Durchschlagsfestigkeit,
weil die Betriebsspannung rela-
tiv gering ist. Eher sind die Bau-
gruppen starken Temperaturzy-
klen bedingt durch die Umge-
bungstemperatur und Feuchtig-
keitsschwankungen ausgesetzt.

CTE-Differenzen

Durch die CTE-Differenzen
zwischen den Materialien Kupfer,
Dielektrikum, Aluminium und
Keramikkomponenten entsteht

der Effekt der Scher-/Schubspan-
nung. Diese Belastungen kon-
nen im duflersten Fall zu ermii-
dungsbedingten Rissen von Lot-
stellen oder Keramikkomponen-
ten und zu Delamaination des
Laminates fithren. Der Ein-
satz von Glasverstarkten Die-
letriken reduziert das Missma-
nagement beim CTE zwischen
den Substraten und Keramik-
komponenten, folglich auch die
Ausfallrate.

Ein Dielektrikum glasfaser-
verstarkt weist in z-Achse vor
Tg ca. 32 ppm/K auf, nach Tg
in z-Achse ca. 150 ppm/K. Die-
lektriken ohne Glasfaserverstér-
kung weisen schlechtere Werte
auf. IMS-Materialien werden
in Tg-Werten von 90 bis 170 °C
angeboten.

Zusitzlich sollten die Auswir-
kungen von Temperaturzyklen,
thermische Alterung sowie Tem-
peratur und Feuchtigkeit auf
die Durchschlagsspannung und
Haftfestigkeit betrachtet werden.
Anhand von Auswertungen der
Firma Ventec Europe GmbH ist
die Durchschlagsfestigkeit bei
Materialien von 1 W/mK besser
als bei 2 W/mK. Bei der Betrach-
tung unter Zyklentestbedingung
vom Ausgangszustand bis zu
500 Zyklen verringert sich die
Durchschlagsspannung. Auch
in punkto Haftfestigkeit sind
die Materialien mit dem nied-
rigeren W/mK-Wert besser.

Zusammengefasst lasst sich
folgende Aussage treffen: Die
Auswahl des Dielektrikum (Art
und Dicke) ist abhdngig von der
Anforderung VDC/mil und VAC/
mil, des CTE-Wertes zur Ver-
besserung der Lotstellen, hohere

Leiterplatten- und Bauteilefertigung csssssssssssss—————

Wairmeleitwerte sind aufgrund
des aufwendigeren Herstellver-
fahrens teuerer und dickere Die-
lektriken erhohen die Kosten.

IMS-Leiterplatten

sind in verschiedenen Aus-
fithrungen erhiltlich, von der
einseitigen Platine mit oder iso-
lierte Bohrungen, doppelseitig
mit Aluminiumkern und Son-
derapplikationen, z.B. biegbar,
einseitig oder beidseitig tiefen-
gefrast. Der Lotstopplack ist frei
wihlbar. Fiir die LED-Technik
werden ultraweifle Lotstopp-
lacke verwendet, die eine Ver-
gilbung vermeiden sollen, aber
auch schwarzer und griiner Lot-
stopplack ist anwendbar. Starre
LED-Streifen kénnen standard-
mifig bis zu 590 mm gefertigt
werden. Die Riickseite kann
direkt mit entsprechendem Kle-
beband fir den direkten Einbau,
bestindig fiir den Bestiickungs-
prozess, geliefert werden. Diese
Anwendung ist sowohl bei Lie-
fernutzen oder einzelnen Plati-
nen moglich.

Beim Layout und beim Léten
sind verschiedene Vorausset-
zungen zu beachten: Die Zuver-
lassigkeit der Lotstelle sowie die
optimale Positionierung und
Selbstzentrierung der Bauteile
wird wesentlich vom Design des
Lotpads beeinflusst. Zudem tragt
dieses zur guten Entwdrmung
bei. Beim Léten sollte schnelles
Autheizen und schnelles Abkiih-
len vermieden werden.

» technoboards Kronach
GmbH

info@technoboards-kc.de
www.technoboards-kc.de

Beispiel einer Tigfenfrasung
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Beispiel einer Tiefenfrisung
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~Rapid Prototyping” wird popular!

Eine neue Generation CAD/CAM-CNCMaschinen fiir ,Rapid Prototyping”, die
sowohl fiir die Industrie, wie auch fiir Handwerker und Heimwerker entwickelt
wurde, bietet das Ing.-Biiro Kohlbecker an.

| Fertigung. Die neue CAM-Soft-
ware MOVIX ist weitgehend selbst-
erkldrend durch die Verwendung
von allgemein und international
verstdndlichen Symbolen fiir die
Steuerbefehle, und sie ist einfach
mit der PC-Tastatur zu bedienen.
Externe Projektdaten konnen bei
Bedarf per USB iibertragen werden.
Die CAD/CAM-Anlagen arbeiten
mit dem 3D-fdhigen Automatisie-
rungssystem MOVIX, das auch fiir
Anwender entwickelt wurde, die

A4-CAD/CAM-System fiir Hand-und Heimwerker

Es handelt sich um eine Serie leistungsfa-
higer und preiswerter CAD/CAM-Arbeits-
stationen fiir ,Rapid Prototyping®, die
sehr einfach zu handhaben sind. Bewdhrt
hat sich dieses ,System fiir Jedermann®
besonders in Labor und Werkstatt bei der
Gerite-, Frontplatten- und Leiterplatten-
fertigung, aber auch Gravierarbeiten und
allgemeine CNC-Friasarbeiten kann man
hiermit schnell und prézise durchfiihren.
Die Schrittauflosung der préazisen Maschi-
nen mit Kugelumlaufspindel betragt 2,5 pm
in der X-, Y- und Z-Achse. In dem Fachbe-
richt ,,Rapid Prototyping wird populdr® auf
der Homepage (www.ibk-servus.de) wird
an einfachen Beispielen beschrieben und
in Demofilmen gezeigt, wie man effektiv
mit diesem ,Rapid Prototyping System®
arbeiten kann.

Die Zielgruppe fiir diese popularen CAD/
CAM-Arbeitsstationen, die besonders fiir
den Prototypenbau und fir Kleinserien
entwickelt wurden, sind Test-, Forschungs-
und Entwicklungslabors, Schulen und Aus-
bildungsstatten, Handwerksbetriebe, aber
auch Privatpersonen, die im Modellbau,
Amateurfunk oder im Kunsthandwerk
kreativ, prazise, schnell und preiswert zu
einem Ergebnis kommen wollen, das pro-
fessionellen Anspriichen geniigt. Auch fiir
Schulungszwecke hat sich dieses System
durch die ,Echtzeit-Visualisierung® des
Arbeitsablaufes sehr bewdhrt.

Diese CNC-Arbeitsstationen sind selb-
stindige und komplette 2-3D-fahige CAD/
CAM-Anlagen, die mit einer Kontrollbox
mit ,Embedded PC* ausgestattet sind. Der
PC iibernimmt sowohl die Maschinensteu-
erung, wie auch die CAD-Aufgaben fiir die
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J keine, oder nur geringe Kenntnisse
der CAD/CAM-Technik besitzen.

ren) der Front- oder Leiterplatte, Bohren
der Bohrlocher, Ausfrasen beliebiger Bohr-
durchmesser auf 1/100 mm genau und auch
das Ausfrasen von beliebigen Umrisskon-
turen und Durchbriichen sind in dem sel-
ben Arbeitsgang (ohne Werkzeugwech-
sel!) moglich.

MOVIX ist ein System, das die hervorra-
genden Merkmale von Windows Betriebs-
systemen in den CAD-Anwendungen und
die Echtzeitfahigkeit von DOS im CAM-
Bereich nutzt.

»Rapid Prototyping“ ermoglicht ein
schnelles, prizises und professionelles
Ergebnis bei der Konstruktion und im Pro-

totypen- und Kleinserienbau, ohne

| den langwierigen Umweg iiber

die Konstruktionsabteilung oder

durch Auswirtsvergaben gehen
zu mussen.

Der wesentliche Vorteil des

»Rapid Prototyping Systems® ist,

dass man Verbesserungen und

Anderungen, Anpassung an neue

Gegebenheiten und die Optimie-
rung von Funktion, Prazision und
Design sofort, ohne Zeitverzug
durchfiithren kann. So kann man
zeitnah die Produkte weiterentwi-
ckeln und das Ergebnis optimie-
_ ren. Das hervorstechende Merkmal

Das Arbeitspferd, PT360, robust und prizise

MOVIX arbeitet neben teuren CAD-
Programmen auch sehr leistungsfahig
mit CAD- oder Grafikprogrammen wie
CorelDraw, Target 3001, Sprint-Layout
oder dhnlichen populdren und preis-
werten CAD-Programmen, die auf dem
Markt verfiigbar sind.

Diese ,,Rapid Prototyping Systeme’
ermoglichen im Bereich der umwelt-
freundlichen Leiterplattenfertigung
ohne Chemie sehr schnelle und gute

3

ist nicht nur die hohe Geschwin-
digkeit bei Projekten in der Pro-
jektierung und im Arbeitsablauf,

Ergebnisse. Das System wurde auch
entwickelt fiir die umweltschonende
Herstellung von ein- oder zweiseitigen
Leiterplatten im Isolierfrasverfahren mit
erstaunlich hoher Qualitit.

Das Alleinstellungsmerkmal dieses High-
Tech- Systems ist, dass in einem Arbeits-
gang, Frontplatten oder Leiterplatten fiir
gedruckte Schaltungen, ohne Werkzeug-
wechsel gefertigt werden konnen. Das heif3t,
Frasen (Isolierfrasen), Beschriften (Gravie-

A3-Fris-und Graviermaschine, 40-200cm lang

sondern das prazise, einfache, schnelle

und umweltfreundliche Ergebnis, das ohne

lange Einarbeitungszeit mit dem fiir jeder-
mann erschwinglischen Prototyping System

erreicht wird.

» Ing.-Biiro Kohlbecker
www.ibk-servus.de
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BOM Connector Version 4.0 released

Router Solutions prdsentiert die Version 4.0 der BOM Connector Software mit vielen neuen Funktionen, unter
Anderem einer direkten Unterstiitzung der MSS Produktpalette von Mentor Graphics und einer Option zur
direkten Einbindung von Distributoren-Katalogen flir die Online-Preisanfrage.
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Die neue Version 4.0 von
BOM Connector ermoglicht
eine direkte Anbindung an die
MSS (Manufacturing Systems
Solutions) Werkzeuge der Men-
tor Graphics Valor Division zur
Prozessoptimierung, Gebinde-
und Shopfloor-Management,
MES und Qualitdtskontrolle.

Ohne Umwege

Der Anwender kann BOM-
und Bauteildaten ohne Umwege
aus dem ERP-System heranzie-
hen und unmittelbar in die MSS
Module, wie z.B. vPlan, Uibertra-
gen. Diese direkte Verbindung
erfolgt entweder tiber die stan-
dardisierte MSS XML BOM, oder
iber einen Automationsmo-
dul. Dieser Prozess stellt sicher,
dass in der Fertigung immer
die aktuellste BOM zur Verfii-
gung steht, was zu einer schnel-
leren und weniger fehleranfil-
ligen Fertigung fithrt. Dariiber
hinaus wird das Handling von
Revisionen und Designdnde-
rungen wesentlich vereinfacht.

Neuer Industriestandard?

Kevin Decker-Weiss,
Geschiftsfithrer der Router
Solutions GmbH, ist der Mei-
nung, dass die MSS Losun-
gen der Mentor Graphics Valor
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Division sehr schnell zu dem
Industriestandard zur Verbes-
serung der Effizienz werden
wird. Die Fiahigkeit, CAD De-
signs fiir die Fertigung aufzu-
bereiten und dann den vollstan-
digen Prozess nachzuverfolgen
ist in dieser Form in der Elek-
tronikindustrie einmalig. BOM
Connector stellt hier das “mis-
sing link” zur Verfiigung - die
direkte ERP Integration. BOM
Connector bietet Anbindungen
an die am weitesten verbreite-
ten ERP-Systeme, wie SAP, Baan,
Buero-Plus, Infor, CADIM und
anderen - aber auch weniger
bekannte Systeme konnen mit
sehr geringem Entwicklungs-
aufwand angebunden werden.
Durch die unmittelbare Ver-
linkung mit dem ERP System
wird dem Anwender das zeit-
raubende und fehleranfallige
Kreieren von - oder Warten
auf - schnell wieder veralteten
Datenexporten erspart. Unter
Verwendung der MSS Automa-
tionsfunktion wird das Arbei-
ten mit BOMs so zu einem ech-
ten Prozess “auf Knopfdruck”.”

asen - sagen -
- markieren -

- fr
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der, aktuelle Preisinformationen

aus Distributorenkatalogen oder
Online-Services wie “Octoparts®
in den Angebotsprozess zu inte-
grieren. Basierend auf der MPN

Information aus dem BOM oder
dem ERP System, durchsucht

BOM ConnectorIT'M externe fir-
menspezifische Preislisten oder

das Internetportal Octoparts

nach aktuellen Preisinformati-
onen und beriicksichtigt hierbei

auch Wihrungsschwankungen

und Lieferbarkeit.

» Router Solutions GmbH
sales@routersolutions.de
www.routersolutions.de

Nutzentrenner LOW 4233

Jetzt noch schneller
Neueste Linearmotor-Technologie

QuickPrice

Eine weitere neue Funktion
der Version 4.0 ist ,,QuickPrice®.
Diese ermdglicht es dem Anwen-

@ Systemtechnik \Westerbachstrale 4
Hélzer GmbH D-61476 Kronberg

Maschinenbau -

Werkzeugbau -

Telefon 06173 / 9249-0
Telefax 06173 / 9249-27

Luftlagerfertigung

Internet: www.hoelzer.de
e-mail: inffo@hoelzer.de
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Mechanische Komponenten

Durchfiihrungsklemme bringt Komfort
und spart Kosten

~

-~

Bild 1: Die neue Durchfiihrungsklemmen in Push-in-Anschlusstechnik entsprechen aktuellen
Anwenderbediirfnissen hinsichtlich Komfort und Kostenersparnis bei der Montage und beim
Leiteranschluss. Detail 1: Hochpolige Klemmenblocke lassen sich schnell, einfach und
platzsparend in die Gehdusewand einrasten. Detail 2: Der Push-in-Anschluss nimmt Leitungen

mit Aderendhiilsen bis 4,0 mm? problemlos auf.

Beim Geriteaufbau mit Wand- oder
Gehausedurchfithrung ist meist wenig Raum
und Flache verfligbar. Gefragt sind bei vie-
len Applikationen aber nicht nur Platz spa-
rende, sondern auch flexible Anschlusssy-
steme. Weidmiiller entwickelte hierfiir die
neue Omnimate-Durchfiihrungsklemme

Bild 2: Durch die intuitive Verrastung

und die sekundenschnelle Fixierung des
Klemmenblocks im Gehduseausschnitt
reduzieren sich die Montagekosten erheblich.
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PGK 4 mit Push-in-Anschlusstechnik. Sie
erweist sich als komfortabel und kostenef-
fizient bei der Montage und beim Anschlie-
Ben der Leiter. Die innovative Anschluss-
technologie erlaubt einen einfachen und
werkzeuglos bedienbaren Leiteranschluss
auf der Geridteinnen- und Auflenseite. Durch
die Scheibenbauweise mit einer Scheiben-
breite von nur 5,1 mm lassen sich hochpolige
Anschlussblocke schnell, einfach und platz-
sparend aufbauen. Mit der PGK 4 steht die
derzeit kompakteste und schnellste Losung
fur Gehdusedurchfithrungen abrufbar bereit.

Die PGK 4 reduziert - dank einfacher
Handhabung - die Montagekosten. Auf
einfachste Weise verrasten Anwender die
Scheiben und fixieren binnen Sekunden
den Klemmenblock im Gehduseausschnitt.
Die von Weidmtller neu entwickelte Ver-
rastung der Klemmblocke sorgt fiir einen
sicheren und zuverldssigen Halt der Gerite-
durchfithrung - sie eignet sich fir Wand-
starken von 1,5 bis 3 mm.

Mit der innovativen Push-in-Anschluss-
technologie kontaktieren Anwender Leiter
schnell und komfortabel; sie erfillt die For-
derung nach dauerhaften und vibrations-
sicheren Kontakten. Bei den PGK 4 sind
feindrahtige Leiter mit Aderendhiilse (AEH)
nach DIN 46228/1 und eindrahtige Leiter
direkt steckbar. Realisierbar sind Leiteran-
schliisse im Querschnittsbereich bis 4 mm?
mit Aderendhiilse. Eine vereinfachte Funk-

tionskontrolle — mittels leicht zuganglicher
Diagnose-Testpunkte — konnen Anwender
jederzeit vornehmen.

Diese Durchfiihrungsklemmen lassen sich
an der Ober- und ebenso an der Unterseite
tibersichtlich beschriften, s dass — unabhidn-
gig von der Einbaulage - stets eine Mar-
kierung der Klemmstellen moglich ist. Fiir
die Betriebsmittelkennzeichnung kann der
Anwender das Weidmiiller-Standard-Mar-
kierungssystem dekafix 5.5 einsetzen.

Die Bemessungsdaten der Durchfiih-
rungsklemme PGK 4 sind gemaf} IEC 60947-
7-1 ausgelegt: Bemessungsspannung 500 V,
Bemessungsstofispannung 6 kV, Nennstrom
32 A. Die Klemmen sind aus dem Werkstoff
Wemid gefertigt und in Brennbarkeitsklasse
V-0 nach UL94 klassifiziert. Der Isolierstoff
Wemid erlaubt Einsitze bis zu einer Dauer-
gebrauchstemperatur von 120 °C. Die inno-
vative Omnimate-Durchfithrungsklemme
PGK 4 gestattet ein umfangreiches Einsatz-
spektrum bei neuen Gerétedesigns.

Last but not least: Innerhalb von 72 h lie-
fert Weidemiiller Muster seiner Komponen-
ten und Gehéuse an jeden beliebigen Ort.

» Weidmiiller GmbH ¢ Co. KG
weidmueller@weidmueller.de
www.weidmueller.com
www.push-in.com

Bild 3: Weidmiiller OMNIMATE
Durchfiihrungsklemme PGK 4: Der integrierte
Priifabgriff ermaglicht es, dass der Service
das Potenzial sicher abgreifen kann - mit
Priifstecker oder Tester.
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Leiterplattenabstandshalter & Abstandsholzen

Richco verfiigt {iber ein umfassendes Angebot an
Abstandshaltern, sowie Abstandsbolzen aus Kunststoff

Federnde Abstandshalter

und Metall. Je nach Anwendung stehen Abstandshal- N
ter zum Schrauben, Stecken, Nieten und Kleben zur &
Verfiigung. Bei den Funktionseigenschaften kann der P
Kunde z. B. zwischen federnden, vibrationsddmpfenden q
Metallabstandshalter

Abstandshaltern sowie elektrisch leitenden Abstands-

bolzen wihlen. Die Abstandhalter und Abstandsbol-  Abstandshalter aus Polyamid
zen von Richco werden in den unterschiedlichsten  UV-& hitzestabilisiert
Materialien wie Polyamid, Stahl, Messing und Alumi- r

nium gefertigt. Beim Polyamid wird, je nach Kunden-
anforderung, UV-stabilisiertes, hitzestabilisiertes oder

-

Hochtemperatur-Polyamid eingesetzt. -

» Richco Plastic Deutschland GmbH
vertrieb@richco-plastic.de, www.richco-plastic.de

ﬁéhco‘ Kundenspezifische Lésungen

- L -

Schwingungsdampfer fiir die Leiterplattenmontage

Taica (Vertrieb Infratron)
fertigt ein umfangreiches Pro-
gramm an hochwertigen Schwin-
gungsdampfern. Durch ihre spe-
ziellen Silikonmischungen bieten
diese wesentlich bessere Damp-
fungseigenschaften als die altbe-
kannten ,,Gummipuffer®.

Fiir die einfache Montage einer
zu isolierenden (Leiter-)Platte auf
einer Basisplatte mittels Schraub-
bolzen ist eine Familie ganz spe-
zieller Schwingungsddmpfer ver-
fiigbar. Die Abbildung zeigt das
Prinzip: zwei getrennte Auflage-
kissen fiir Ober- und Unterseite.
Die Unterseite verfiigt tiber eine
stabile Metallfithrung, die eben-
falls mit dem weichen Silikon
umbkleidet ist. Durch die Verwen-
dung dieser ,,Gel-Bushes® wird

B
Richco

die Leiterplatte schwingungs-
mafig vollstindig von der Basis-
platte isoliert. Und das weiche
Silikon sorgt fiir hervorragende
Stof3- und Vibrationsddmpfung
sowie eine hohe Bestiandigkeit
gegen UV-Strahlung, verschie-
dene Chemikalien und Tempera-
tureinfliisse von -40 bis +200 °C.

Eine gewisse Bekanntheit
erlangten die Spezialsilikone
von Taica durch die Fernseh-
sendung Galileo. Dort wurde
gezeigt, wie ein rohes Ei aus 18
m Hoéhe auf eine nur 20 mm
dicke Silikonmatte fallt, ohne
Schaden zu nehmen.

» Infratron GmbH
info@infratron.de
www.infratron.de

www.richco-int.com

Bolt

Washer

GEL Bush

~Isolation
object

Collar

GEL Bush

Mouting
Base

?. Global Presence,
Local Support

LEITERPLATTENABSTANDSHALTER

KABELBINDER & ZUBEHOR

— -mﬂﬁ -

GEHAUSEFU

SPREIZNIETEN & SCHRAUBEN
Kataloge & kostenlose Muster anfordern! Email: vertrieb @richco-plastic.de ¢ Tel: +49 (0) 81 71-43 28-0
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Kompaktes System fiir
Laser-Kunststoffschweifen

Nachdem ein Prototyp auf der Lasys 2012 in Stuttgart vorgestellt wurde, bietet LPKF nun die Serienversion der
LPKF SmartWeld 6200 an. Mit diesem System lassen sich zuverldssige LaserschweilSungen auch unter engen
Raumverhdltnissen durchfiihren. Das System kann in eine Kundenumgebung integriert werden.

|
- -
e

Lasertechnik cosssssssssssseEEEEE——————

Die neue LPKF SmartWeld 6200 kann als Modul in kundeneigene Umgebungen integriert werden.

Die LPKF SmartWeld 6200
ist ein Nachfolger der erprobten
LPKF SmartWeld 6600
(urspriinglicher Name LQ-Inte-
gration) und bendtigt noch weni-
ger Raum. Sie besteht aus zwei
Komponenten. Die Steuerungs-
einheit misst lediglich 40 x 53 x
60 cm (B x H x T). Sie enthalt
die Steuerungselektronik und
die Laserquelle in einem war-
tungsfreundlichen 19“-Racksy-
stem. Die Steuerungseinheit lasst
sich, unabhingig vom eigentli-
chen Kopfmodul, auflerhalb
des Arbeitsbereichs positionie-
ren, z.B. auch iiber oder unter
einem Bauteilhandling. Zur
Ubergabe von Tracking-Daten
bietet die Steuerung eine Feld-
bus-Schnittstelle zur Kommu-
nikation mit Leitrechnern.

Das Kopfmodul ist fest mit der
Steuereinheit verbunden und
besteht aus Laser-Scanner und
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Spannvorrichtung. Mit einem
Footprint von lediglich 330 x
370 Millimeter passt es auch in
enge Einbauumgebungen.

Das Kopfmodul ist mit einem
Werkzeug ausgestattet, das
auch fiir den Laserschutz aus-
gelegt ist (Laserklasse 1). Die
Werkzeugaufnahme nimmt
die zu fiigenden Bauteile auf,
die maximale Schweiflkontur-
grofle betragt 100 x 100 Milli-
meter. Die obere Schublade dient
dem schnellen, werkzeuglosen
Tausch des Spannwerkzeugs.

Die flexible SchweiBeinheit

lasst sich in vollautomatisie-
ren Produktionsumgebungen an
Rundschalttische oder Bandsy-
steme anbauen. Auch bei Teilau-
tomatisierung, z. B. mit hand-
bestiickten Schubladen ist das
Laserschweif3system wirtschaft-
lich einsetzbar. Die LPKF Smart-

Weld 6200 Laserschweifsysteme
werden mit Laserquel-len bis zu
120 W Leistung ausgestattet —
abhingig von den geplanten Bau-
teilen, dem Produktionsumfeld
und der zu erzielenden Taktzeit.
Das Schutzglas der Optik kann
leicht gereinigt werden, da es sich

ebenfalls in einer leicht zugang-
lichen Schublade befindet.

Vorteile bei kleinen Bauteilen

Das System spielt insbeson-
dere bei kleinen Bauteilen alle
Vorziige aus: ,,Mit der LPKF
SmartWeld 6200 machen wir
das Laser-Kunststoffschweiflen
noch flexibler.

Das neue System integriert
sich hervorragend in vorhan-
dene Produktionslinien und
ist dariiber hinaus beson-ders
robust und wartungsarm®, erlau-
tert Frank Brunnecker, Leiter des
Geschiftsbereichs Laser Welding

bei LPKF. Er weist auf eine wei-
tere gute Eigenschaft hin: ,,Auch
in diesem kompakten System
sind bereits alle Funktionen zur
Fiigewegiiberwachung vorhan-
den, eine Pyrometerkontrolle
oder eine Verbrennungsdetek-
tion konnen problemlos inte-
griert werden.”

Jedes LPKF-Laser-Schweif3-
system wird mit einer leistungs-
fahigen Software zur Defini-
tion der Schweifikonturen aus-
geliefert. Mit einem speziellen
Anwendungszentrum unter-
stiitzt LPKF bei der Entwick-
lung optimaler Prozesse und
Werkzeuge fiir einen effizienten
Schweiflprozess.

» LPKF

Laser & Electronics AG
www.Ipkf-laserwelding.de
www.Ipkf.de
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Leiterplattenbestickung esssssssssssssssssss———

Optimales Equipment zur Herstellung von
hochwertigen Prototypen und Kleinserien

Die Fritsch GmbH erweitert
ihre bekannte und erfolgreiche
Manipulator Serie um den neuen
multifunktionalen Bestiick-

FRITSCH

COMPLETE AND FLEXIBLE SMT SOLUTIONS

leistungsstaijle
LED-Besﬁg,
SMD & T’

www.fritscﬁ-smt.com 0"@:
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Bestiickautomat

ckenden SMD Bau-
teilen ab. Der uni-
verselle Bestiick-
platz MP904 vereint
die zwei Aspekte -
einfachste Handha-
bung mit hochster
Préazision. Die
Maschine ist als
rein manuelles
System und als
Halbautomat ver-
fugbar. Die Leich-
tigkeit und Flexibi-
litat der bekannten
Manipulator-Reihe
wird kombiniert mit
den hohen Anfor-
derungen beziig-
lich der Genauig-
platz MP 904. Mit seinen bei- keit beim Bestiicken von Fine-
den Bestiickkopfen und einem  Pitch Bauteilen, BGA’s, QFN etc.
Visionsystem deckt er das kom- Somit kénnen an einem Bestii-
plette Sortiment an zu bestii- ckungsplatz sowohl Chips von
0201 bis hin zu hochpoligen FP
und BGA Bauteilen verarbeitet
werden. Die sehr leichtgingige
Fihrung des Bestiickkopfes er-
moglicht es, kleine und einfache
SMDs exakt zu platzieren. Bei
Beriihrung der Bauteile mit der
Pipette schaltet sich das Vakuum
automatisch ein und beim Abset-
zen wieder aus.

Zum Aufbringen von Lotpa-
ste oder Kleber wird direkt am
Bestiickkopf ein Kartuschenad-

placeALL®610

Equipment ab.

apter angesteckt. Die senkrecht
stehende Kartusche stellt sicher,
dass die Dosiernadel beim Auf-
setzen auf die Leiterplatte, die
voreingestellte Menge, an der
exakten Position dosiert.

Der stabile Handlingkopf fiir
FinePitch und BGAs verfiigt tiber
ein Visionsystem, welches die
Darstellung zweier Ebenen in
einer Ansicht erlaubt. Die Bau-
teile werden vorzentriert ent-
nommen und mit dem Visions-
ystemes wird sowohl die Leiter-
platte als auch die Unterseite der
Bauteile gleichzeitig betrachtet.
Mit einem Fein-Justiertisch wer-
den nun beide Darstellungen
mittels Mikrometerschrau-
ben deckungsgleich gebracht.
Dadurch ist eine einfache und
genaue Platzierung der Bauteile
garantiert.

Diese Systeme eignen sich sehr
gut zum Aufbau von hochwer-
tigen Prototypen und kleinen
Serien. Sie finden Anwendung
in der Entwicklung, an Hoch-
schulen und in der Forschung,
sowie beim Einsteiger in die
SMT Fertigung.

» Fritsch GmbH
Bestiickungs- und
Montagesysteme

info @fritsch-smt.com
www.fritsch-smt.com

Ein kleiner Schablonendrucker und ein Reflow-Ofen runden das
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Leiterplattenbestickung esssssssssssssssss—————

Neuer Low-Cost-Drehtellerantrieb fiir die
manuelle Bestiickung

Die Fritsch GmbH bietet mit
den Drehtellern fiir die Classic-
Line-Gerite eine weitere durch-
dachte Zufithrlosung fiir die
manuelle Bestiickung an.

Durch den Einsatz eines
Drehtellers kann man Schiitt-
gut zufithren. Mehrere Dreh-
teller fiir unterschiedliche Pro-
jekte konnen vorbereitet und mit
nur einem Handgriff gewech-
selt werden.

Neben den manuellen Dreh-
tellern hat Fritsch nun auch zwei
verschiedene automatische Dreh-
tellerantriebe im Programm,
mit welchen sich alle Classic-
Line-Gerite ab LM 901 ausstat-
ten lassen.

Mittels der Ansteuerung der
automatischen Drehtelleran-
triebe wird das jeweils zur Bestii-
ckung benétigte Bauteil zu einer
fest definierten Entnahmepo-

sition befordert und durch die
integrierte LED angezeigt. Die
Antriebe konnen alternativ auch
mit einem Fufltaster manuell
verfahren werden. Neben dem
bisherigen hochprizisen auto-

I

Schmuckstuicke

fur die Elektronikfertigung

ACHAT Engineering GmbH

Made in Germany

matischen Drehtellerantrieb,
mit dem ein Wechsel zwischen
den einzelnen Entnahmepositi-
onen in Rekordzeit moglich ist,
hat Fritsch nun einen weiteren
automatischen Drehtelleran-

trieb entwickelt. Dieser bietet
die gleichen Grundfunktionen
wie sein grofier Bruder, jedoch
zu einem deutlich giinstigeren
Preis. Durch Optimierung des
Antriebs konnten die Kosten

www.achat5.com

um uber 70% reduziert werden.
Der Einsatz eines automa-
tischen Drehtellerantriebs bietet
neben einem Komfortgewinn bei
der Arbeit auch eine deutliche
Erhohung der Produktivitit, da
die Suche der richtigen Bauteile
wahrend der Bestiickung ent-
fallt. Aulerdem wird durch die
automatische Vorgabe der kor-
rekten Bauteile die Verwechs-
lungsgefahr eliminiert.

» Fritsch GmbH
Bestiickungs- und
Montagesysteme

info @fritsch-smt.com
www.fritsch-smt.com

ACHATS

automation | customizing | handling | aoi-options | tracebility

VinCam

Verifikations- und Inspektions Kamerasystem

BoardHandling

Belader, Entlader, Puffer, Forderbander und mehr

TraceCube

Traceability-Terminal fiir MES-Anbindung

info@achat5.com



L6ét- und Verbindungstechnik

Professionelle Reinigung von Lotspitzen

Fhie drrlivmbng

e Aciivmig,
s A ey
s 7

Tigy Aciivalar
bemd Ire

Unter www.weller.de erkldren
die neuen Weller-Anwendungs-
filme einfach und anschaulich,
wie man Lotspitzen richtig und
professionell reinigt.

Unter dem Titel ,How to use a
soldering tip activator erlautert

Erweiterte Produktpalette fiir die Dickschichttechnik

DICO Electronic vertreibt
ab sofort Produkte fiir lei-
tende Tinten und Kleber des
Herstellers Creative Mate-
rials. Daher kann man jetzt
eine noch breitere Palette an
Hochleistungstinten und Leit-
klebern fiir Standardapplikati-
onen, aber auch fiir besonders
anspruchsvolle Anwendungen
anbieten. Neben Produkten auf
Silber-und Carbonbasis bietet
man thermisch leitende Kle-
ber, UV-hartende und radio-
opake Materialen sowie Iso-
liermaterial an. Und neben
Standardprodukten umfasst
das Programm auch aniso-
trope Kleber, leitende Silikon-
kleber und thermisch verfor-
mbare Leitpasten.

Anwendungsbereiche sind
die gedruckte Elektronik, EMI/
RFI-Schirmung, gedruckte
Batterien, Bonden von Wider-
standen, Druck von Elektroden
in den Bereichen der Mikro-

Weller die richtige Handhabung
des Tip Activators. Dieser rege-
neriert oxidierte Lotspitzen. Er
ist umweltfreundlich, ohne Ver-
wendung von Halogenen, Blei
oder Kolophonium. Dabei ist
er riickstandsfrei und funktio-

v
7 0

Sl

elektronik, Medizintechnik,
Solartechnik, Folientastaturen
und mehr.

- —

niert schon bei niedrigen Tem-
peraturen.

reinigers beschrieben. Denn
speziell bei der Verwendung
von bleifreien Loten kann es zu
einer verstirkten Oxidbildung
auf der Oberflache der Lotspitze
kommen. Diese Oxide miissen
gezielt entfernt werden, da sie
sehr schnell zu einer schwar-
zen unbenetzbaren Trennschicht
fiihren. Fiir die Reinigung der
Lotspitze im Weller WDC Dry
Cleaner kommt eine spezielle
Spiralwolle zum Einsatz. Zur
Ty Grobreinigung wird das verun-

reinigte Altlot an einer Softkante
in das Auffanggefafl geklopft.
Die Feinreinigung erfolgt danach
durch Abstreifen oder Drehen
der Lotspitze in der Spiralwolle.
Nach der Feinreinigung ist wei-
terhin eine diinne Restlotschicht
vorhanden, welche eine sofor-
tige Oxidation der Lotspitze
verhindert.

Im Anwendungsfilm

»How to use a dry cleaner” wird
auf anschauliche Art die kor-
rekte Bedienung des Trocken-

Kosten sparend

Die Anwendungsfilme zeigen
die Behandlung und Pflege von
Lotspitzen. Denn die optima-
len Reinigungseftekte, die man
durch den richtigen Umgang mit
dem Tip Activator und Dry Clea-
ner erzielt, verldngern die Stand-
zeit der Lotspitzen um ein Viel-
faches und sparen somit Kosten.

» DICO Electronic
info@dico-electronic.de
www.dico-electronic.de

» Weller Tools GmbH
marketing@weller-tools.com
www.weller-tools.com
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Neuer Klebprozess nimmt losbare Klebstoffe
in den Fokus

miissen. Mit speziellen Epoxidharzen
ist dabei ein wegweisender Schritt in
die Zukunft gelungen. Ublicherweise
entwickelt man bei Delo Klebstofte fiir
langzeitstabile Verbindungen - hier war
es gezielt ein Produkt, das sich einfach
und umweltschonend, etwa mit Was-
ser, wieder losen lasst.

Die neuen zweikomponentigen Epo-
xidharze, sogenannte RM-Massen, har-
ten bereits bei Raumtemperatur aus.

In der industriellen Fertigung kén-
nen damit Bauteile mit hochwertigen

Einen vollig neuartigen Klebprozess hat
der Industrieklebstoff-Hersteller Delo ent-
wickelt. Ziel war es, Klebstoffe zu formulie-
ren, die sich nach der Bearbeitung eines Bau-
teils leicht 16sen lassen - dies ist vor allem
in der industriellen Fertigung von Vorteil,
wenn Bauteile mit hochwertigen Oberfld-
chen kurz fixiert und wieder gel6st werden

Automatisches Selektivlotsystem

Selektiviotanlage Jade MKII

und empfindlichen Oberflichen mit-
hilfe des Klebstoffs fiir die Bearbeitung
fixiert werden, z.B. optische Bauteile oder
Halbedelsteine. Diese lassen sich wihrend
der Fixierung bearbeiten, beispielsweise
polieren oder schleifen. Nach dem Bear-
beiten kann das Bauteil einfach mit Wiar-
mezufuhr (60 bis 80 °C) z.B durch einen
IR-Strahler oder eine andere Heiffluft-

Lot- und Fluxmodul

dungen maglich.

Lotprozess relevanten Parame-
ter sind programmierbar, sodass
die Lotprogramme auf die jewei-
lige Anwendung optimierbar sind.
Somit sind auch kritische Anwen-

quelle oder heifles Wasser abgeldst wer-
den. Dies ist besonders bei empfindlichen
und anspruchsvollen Bauteilen von Vor-
teil, da durch das Ablosen keine Schaden
entstehen konnen.

Das ermdglicht Kunden einen sehr effi-
zienten und einfachen Fertigungsprozess.
Denkbar ist der Einsatz in der gesamten spa-
nenden Bearbeitung, etwa bei Magnetver-
klebungen oder in der optischen Industrie.

Die RM-Klebstoffe werden bereits seit
langerem in der Solarindustrie mit Erfolg
eingesetzt. Damit werden Siliziumblocke
beim Sageprozess auf einem Halter fixiert
und die Wafer anschlieflend wieder abge-
16st. Weitere Informationen gibt es unter
marcom@DELO.de oder unter www.delo.
de/produkte/klebstofte/delo-duopox/.

» Delo Industrie Klebstoffe, www.delo.de

Die Rubréder GmbH Factory Automation bietet ein abge-
stimmtes Spektrum von Selektivlotanlagen an. Gerade fiir kleine
und mittlere Stiickzahlen empfiehlt sich die flexible und kom-
pakte Selektivlotanlage Jade MKII. Denn dies ist eine rechner-
gesteuerte Anlage fiir das selektive Loten.

Die Anlage l6tet die Baugruppen automatisch nach vorgege-
benen Programmen. Die Programmierung ist einfach und kann
direkt iiber Teach-in an der Maschine erfolgen. Alle fiir den

Ein Off-Line-Programmierplatz  AP-Létdiise
ist optional verfiigbar. Der Fluss-
mittelauftrag erfolgt automatisch tiber das integrierte Fluxmodul.
Trotz der kleinen Standfliche von etwas mehr als einem
Quadratmeter verarbeitet die Anlage Leiterplattengoflen bis
457x508 mm”.

» Rubrider
www.rubroeder.de

electronicfab I/2013
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Temperaturabhangige Regenerierung
von Bauteilen

Die Aufgabe des Trocknens (,Baking”) besteht darin, feuchteempfindliche Gebinde, deren Restoffenzeit tiber-
schritten ist und die damit zuviel Feuchtigkeit aufgenommen haben, zu reaktivieren.
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Durch definierbare Trock-
nungsfunktionen kann die Reak-
tivierung in geeigneten Trocken-
schranke {iberwacht werden. Das
Funktionsmodul Baking bietet
als Bestandteil des diplan Mate-
rial Check Point (MCP) diese
Funktion an.

Der Ablauf gestaltet sich
wie folgt: Ein Lager (Trocken-
schrank) bekommt eine neue
Option namens ,Trocknen®
zugewiesen. Wenn diese Option
aktiv ist, konnen dem Lager ver-
schiedene Temperaturklassen
zugewiesen werden, z.B. T1 =
30°C, T2 =60 °C, T3 =90 °C
und T4 = 120 °C. Im Waren-
eingang miissen den Bautei-
len diese Temperaturklassen
zugewiesen werden. Fiir jede
Klasse gibt es eine konfigurier-
bare Trocknungszeit, die man
sachnummernabhéngig vorein-
stellt. Die Trocknungszeit gilt
auf Gebinde- bzw. Jedec-Level-
Ebene. Eine Uberwachungsfunk-
tion im MCP tiberpriift zyklisch
alle zu trocknenden Gebinde in
den Lagern und deren bisherige
Trocknungszeit.
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Die diplan-Losung sorgt fiir
eine Zuordnung des Trock-
nungstyps im Wareneingang.
Beim Erzeugen der Gebinde
wird dieser zugewiesen. Fol-
gende Trocknungstypen stehen
zur Auswahl: ,Zeit, ,Progres-
siv“ und ,,Linear®. Sie legen die
Berechnungsart fiir die Rest-
feuchte fest und werden im Fol-
genden verdeutlicht:

+ Trocknungstyp: Zeit

Die MCP Baking-Funktion
tiberwacht, ob ein Gebinde z.B.
bereits 60 h Verweilzeit im Tro-
ckenschrank erreicht hat. Sind
diese erreicht, wird die gesamte
Restoffenzeit des Gebindes
zuriickgesetzt. Ein Gebinde ist
erst dann 100% getrocknet, wenn
die voreingestellte Zeit abgelau-
fen ist. Wird es vorher entnom-
men, wurde keine Trocknung
durchgefiihrt.

+ Trocknungstyp: Linear

Die Restoffenzeit eines Gebin-
des wird abhdngig von der
Dauer der Trocknung gleichmi-
Big erhoht, z.B. bei T1 in jeder

Stunde um 0,555%. Bei einer
Entnahme des Gebindes nach
90 h wiren 50% der maxima-
len Trocknung abgeschlossen.

+ Trocknungstyp: Progressiv

Die Restoffenzeit wird abhin-
gig von der Dauer der Trock-
nung stufig erhoht. Es werden
drei Stiitzpunkte zur Konfigu-
ration der Trocknungskurve
eingegeben.

Beispiel:

« Die Restoffenzeit wird um 25%
erhoht bei einer Trockenzeit
von 15 bis 30 h (0...50%).

« Die Restoffenzeit wird um 25%
erhoht bei einer Trockenzeit
von 31 bis 45 h (50...75%).
Die MSD-Anzeige stellt den

aktuellen Zustand der Trock-

nung fiir jedes Gebinde dar und
wird im MSD Baking 2.0 durch
folgende Felder erweitert: Trock-
nungstyp, Restzeit der Trock-
nung (Restbackzeit) im Lager

(Trockenschrank). Ein entspre-

chender Export der angezeigten

Gebindedaten kann iiber Micro-

soft Excel erfolgen.

Fazit:

Zusammenfassend hier die
Hauptmerkmale des diplan
MSD Baking 2.0: Neben einer
Mindestbackzeit kann nun auch
eine Maximalbackzeit verwaltet
werden. Die Verwaltung der zu
backenden Gebinde ist nun nicht
nur tiber die Sachnummer, son-
dern auch tiber das Jedec Level
moglich, was einen wesentlich
verringerten Pflegeaufwand
fiir die Kunden bedeutet. Die
Sachnummer kann dennoch
angegeben werden, wenn eine
bestimmte Sachnummer geson-
dert behandelt werden soll. Die
Gebinde werden datentechnisch
gesperrt, wenn sie zu lange im
Ofen waren oder die maximale
Anzahl von Backzyklen (Tem-
perzyklen) iiberschritten haben.

Neu ist auch eine Media-Pla-
yer-Integration zur akustischen
Benachrichtigung, wenn ein
Gebinde im Ofen fertig getrock-
net wurde.

» diplan GmbH
www.diplan.de
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Sicheres Trocknen -
schonend und schnell

Die Vakuumtrockenschrianke von Bin-
der gibt es in zwei Ausfithrungen, VD und
VDL. Trocknen konnen beide ganz ohne
Riickstande, Verkrustungen oder Oxida-
tion. Als Besonderheit gibt es sogar alles im
»Schongang® Je nach individuellen Sicher-
heitsbedarf bietet der VDL-Schrank zudem
ein einzigartiges Sicherheitskonzept und ist
konform gemafl ATEXII 3G.

Kluges Steuerungskonzept

Die Serien VD und VDL garantieren
durch ein innovatives Steuerungskon-
zept maximalen Probenschutz. Dieses
sichert ein {iberschwingungsfreies Einre-
geln iiber den gesamten Temperaturbereich
und beinhaltet einen Temperaturwahlbe-

electroniceyp | /2013

grenzer, einen Multi-Programm-Control-
ler und eine Kommunikationsschnittstelle.
Stets optimale Ergebnisse ergeben sich auf-
grund der APT.line, welche den Innenkes-
sel mit warmer Luft ummantelt. Damit wird
eine gleichméflige und schnelle Temperie-
rung des gesamten Innenkessels sicherge-
stellt, ohne dass Kondensationspunkte ent-
stehen. Zusatzlich gewidhrleisten die inte-
grierten Warmeleitplatten eine direkte und
optimale Warmeiibertragung. Die paten-
tierten Spanneinschiibe sind flexibel posi-
tionierbar und leiten die Wérme aufgrund
grofer Kontaktflichen ohne Temperatur-
verlust direkt an das Probengut.

Die Beliiftung des Schranks erfolgt iiber
ein fein dosierbares Inertisierungsventil.

Trocknen & Brennen D

Durch das Cross-Flow-Prinzip wird der
Innenraum iiber das serienméflige Ventil
gleichmafig von unten nach oben durch-
stromt. Diese Trockenschrinke bieten
dadurch einen beschleunigten Trocknungs-
prozess, individuell steuerbar. Aufgrund
dieser schonenden Luftfithrung entstehen
keine Verwirbelungen, sodass auch leichte
Proben schonend und schnell getrocknet
werden. Ein glatter Innenkessel aus hoch-
korrosionsbestandigen Materialien (1.4571),
mit abgerundeten Ecken und vollstindig
herausnehmbaren Einbauten vereinfachen
die Reinigung.

Innovative Ldsungen

Das Binder-Sicherheitskonzept iiberzeugt
durch innovative Losungen: Der explosions-
geschiitzte Innenraum gemafl ATEXII 3G
ist mit einem Inertgasanschluf zur Innen-
raumspiilung ausgestattet. Die federnd
gelagerte Sicherheitsglasscheibe mit Split-
terschutz (VDA-gepriift) und die Flamm-
schutzdichtung bieten maximalen Schutz.
Alle elektronischen Bauteile sind vom Innen-
raum entkoppelt. Das iiberdruckgekapselte
Instrumentenfeld verhindert, dass Gase ein-
dringen, und die automatische Heizungs-
freigabe findet erst unter 125 mbar Druck
statt. Mit dem Sicherheitskonzept bietet
Binder maximalen Schutz fiir Anwender
und Labor.

» Binder GmbH
www.binder-world.com
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Dosiertechnik cssssssssseSEEEEEEE—————

Dosierzelle mit Optik zur automatischen
Bauteilerkennun

K+

Uber eine fest installierte, leistungsstarke Optik in der Dosierzelle Smart priift das intelligente Bilderkennungssystem die beliebige
Lage der Bauteile auf dem Transferband und erkennt automatisch die unterschiedlichen BauteilgroBBen und Geometrien.

Sonderhoft stellte mit der
neuen Dosierzelle Smart DM
402 eine Weiterentwicklung
der erfolgreichen Misch- und
Dosierzelle SD DM 402/403
vor. Die neue Dosierzelle, ent-
wickelt und konstruiert in Hor-
branz (Osterreich), ist wie ihre
grofSe Schwester modular aufge-
baut, aber noch kompakter. Sie
kann optional mit einem Bild-
erkennungssystem und einem in
und aus dem Zellenkorpus ver-
laufenden Transferband ausge-
stattet werden.

Automation wird haufig durch
die Anforderung an sehr pra-
zise Teilezufithrung teuer und
dadurch oft auch unwirtschaft-
lich. Um teure Zwischenschritte
in der Produktionskette zu ver-
meiden, hat Sonderhoft seinen
Misch- und Dosieranlagen das
Sehen beigebracht. Der grofle
Vorteil der automatischen Tei-
leerkennung ist, dass die Kun-
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den Investitionskosten fiir die
Bauteilaufnahmen an der Misch-
und Dosieranlage und aufwén-
dige Einrichtungszeiten ein-
sparen konnen. Bauteile unter-
schiedlichster Geometrien und
Groflen konnen beliebig, ohne
genaue Positionierung, auf dem
Transferband abgelegt und dem
Mischkopf der Dosierzelle zuge-
fithrt werden. Der vollautoma-
tische Verarbeitungsprozess zur
Abdichtung von Bauteilen mit
Schaumdichtungs- oder Ver-
gussprodukten von Sonderhoft
ist dank des Bilderkennungs-
systems der Dosierzelle Smart
auch bei chaotischer Teilezu-
fithrung moglich.

Uber eine fest installierte,
leistungsstarke Optik in der
Dosierzelle priift das intelli-
gente Bilderkennungssystem die
beliebige Lage der Bauteile auf
dem Transferband und erkennt
automatisch Bauteilgrofien und

Geometrien. Zur Erfassung der
Bilddaten bleibt das Band kurz
stehen und iibermittelt die bau-
teilspezifischen Bilddaten an die
Steuerung des Dreiachs-Linear-
roboters. Das Dosierkonturpro-
gramm fir die zu bearbeiten-
den unterschiedlichen Bauteil-
geometrien wird entsprechend
angepasst und die Bahnsteue-
rung des 3-Achs-Linearroboters
dadurch so korrigiert, dass das
konturgenaue Beschdumen oder
Vergieflen immer an der rich-
tigen Stelle am Bauteil erfolgt.
Der Dreiachs-Linearroboter
kann Bauteile in einem Verfahr-
bereich von bis zu 500 x 500 mm
(B x T) und bis zu einer Teile-
hohe von 200 mm abfahren.
Der Mischkopf der Dosierzelle
wird dabei mit einer Wieder-
holgenauigkeit von +0,05 mm
tiber dem Bauteil positioniert,
sodass das Dichtungsmaterial
uber die Mischkopfdosierdiise

direkt auf das Bauteil oder in
eine Nut konturgenau aufgetra-
gen werden kann. In den Bau-
teilradien ist mit dem Linearro-
boter von Sonderhoft eine maxi-
male Beschleunigung von 5 m/
s moglich.

Das eingesetzte Material einer
Schaumdichtung oder Verguss-
masse auf Basis von Polyure-
than oder Silikon aus dem Lie-
ferprogramm von Sonderhoff
Chemicals wird von der Dosier-
zelle Smart in immer gleich blei-
bend hoher Fertigungsqualitit
verarbeitet, bei gleicher Mate-
rialkonsistenz und Dimension
der Dichtung. Die Dosierzelle
Smart DM 402 kann mit den
Mischkopfen MK 625 oder MK
650 fiir Mikrodichtungen (bis
zu 2 mm) ausgestattet werden.
Die Mischkopfaustragsleistung
liegt zwischen 0,05 und 100 g/s.
Viskositaten des Dichtungsma-
terials von 300 bis 2 Mio. mPas
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Die Dosierzelle Smart DM 402, ausgestattet mit einem leistungsfihigen

Optiksystem, erkennt automatisch die unterschiedliche Lage und GroBe der

Bauteile auf dem Transferband auch bei chaotischer Zufiihrung.

FRITSCH, seit jeher bekannt als Hersteller von hochflexiblem
Equipment fiir die Fertigung von Elektronischen Baugrup-
pen, nahm dieses Jahr zum ersten Mal auf der Motek Messe in
Stuttgart als Aussteller teil. Den zahlreichen Messebesuchern
konnte der neue, iiberarbeitete dispenseALL 410 présentiert
werden. Das Dosiersystem ist modular aufgebaut und somit
fiir die verschiedensten Anwendungen einsetzbar. Der stabile
und verwindungsfreie Rahmen sowie der Einsatz von Line-
arencoder welche auch die Basis des Bestiickautomaten PA510
sind, stehen fiir die hohe Prazision bei allen Arbeiten. Es kon-
nen bis zu 4 Dosierkopfe gleichzeitig angebracht werden. Zur
Auswabhl stehen hier:

o Zeit-Druck-Dosierventil
« Prizisionsdosierventil

o Schneckendosierventil

« Jet-Dosierventil

Die motorische Hohenverstellung der einzelnen Képfe ermog-
licht das Dosieren auf unterschiedlichen Ebenen: das Dosieren
in Vertiefungen, Erhohungen oder auf 3D-MIDs. Eine einfache
und anwenderfreundliche Software zur Programmierung der
verschiedenen Anwendungen runden das Leistungsspektrum
des Dosierautomaten ab.

» Fritsch GmbH, info@fritsch-smt.com, www.fritsch-smt.com

kénnen mit der Anlage pro-
blemlos verarbeitet werden,
bei einem stufenlos verstell-
baren Mischungsverhiltnis

von 100:1 bis 1:100.

Die Smart DM 402 lasst
sich wegen ihres kom-
pakten Designs und den
geringen Auflenmaflen
von 1200 x 1200 x 2300 mm
(B x T x H) auf minimaler
Stellfliche gut in bestehende
Fertigungskonzepte inte-
grieren. Diese Misch- und
Dosierzelle diirfte besonders
tiir Kunden aus der Elektro-
nik-, Telekommunikations-
und IT-Industrie sowie fiir
Hersteller von Medizingera-
ten, die vor allem kleinfor-
matige Bauteile und System-
komponenten abdichten, von
groflem Interesse sein. Ins-
besondere in der Ausfiih-
rung mit dem Mischkopf
MK 650 lassen sich sehr
kleine Schaumdichtungen,
die sogenannten Mikro-
dichtungen, mit Austrags-
leistungen von bis zu 0,2 g/s
realisieren. Bei dem Vergie-
en von Elektronikbauteilen,
dem Mikroverguss, liegt die
Austragsmenge sogar bei bis

zu 0,05 g/s. Fiir viele Kunst-
stoff verarbeitende Betriebe

sind Fertigungsauftrige mit
kleinen Losgroflen, aber
einer hohen Variantenviel-
falt der Bauteile immer hau-
figer eine Herausforderung.
Vollautomatische Verarbei-
tungsprozesse machen da oft
keinen Sinn. Denn standige

Materialwechsel und das

haufige Austauschen und

Einrichten der Teileauf-
nahmen fihren zu hohen

Maschinenriistzeiten, die die

Stiickkosten steigen lassen.
Darauf missen die Betriebe

flexibel reagieren, um wett-
bewerbsfiahig zu bleiben.
Fiir die Smart DM 402 mit

ihrer automatischen Bau-
teileerkennung stellen eine

hohe Variantenvielfalt und

stindig wechselnde Bau-
teilgroflen hingegen keine

Herausforderung dar. Viel-
mehr fallen bei der SMART
- DM 402 keine Maschinen-
ristzeiten mehr an und die

Stiickkosten sinken.

» Autor: Florian Kampf
Sonderhoff Holding GmbH
www.sonderhoff.com
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Traceability Pad ermoglicht umfassende
Kennzeichnung

Molex Incorporated stellte sein track-it eine eindeutige Verfolgung von in der Pro-
Traceability Pad vor - ein Miniatur-Iden- duktion befindlichen Produkten wihrend
tifizierungssystem fiir Leiterplatten, das des laufenden Fertigungsprozesses in der

Nachschlagewerke fiir Entwickler,
Einkdufer, Entscheider und
Systemintegratoren - jahrlich neu!

Einkaufsfiihrer Elektronik Produktion integriert in Electronic
Fab 2-2013 mit umfangreichem Produktindex, ausfiihrlicher Lie-
ferantenliste, Firmenverzeichnis, deutscher Vertretung internati-
onaler Unternehmen und Vorstellung neuer Produkte.

Jetzt Unterlagen anfordern fiir den

Sonderteil

Elektronik Produktion

Einsendeschluss der Unterlagen 25.01. 2013
Anzeigen-/Redaktionsschluss 24.02. 2013

Probeexemplar, Unterlagen zur kostenlosen Aufnahme in das
Verzeichnis, Mediadaten bitte anfordern bei:
beam-Elektronik Verlags- und Vertriebs GmbH,
35001 Marburg, Postfach 1167, Tel.: 06421/9614-0,
Fax: 06421/9614-23, info@beam-verlag.de
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Grof3serienfertigung von Leiterplatten er-
moglicht.

Das track-it -System eignet sich besonders
fiir die Medizintechnik, in der besonders
strenge Anforderungen an die Verfolgbar-
keit gelten. Auflerdem ist das System auch
fiir andere SMT-Leiterplatten-Montagepro-
zesse hervorragend geeignet, bei denen der
verfiigbare Platz begrenzt und eine Pro-
duktverfolgbarkeit erforderlich ist, z.B. bei
Hochtemperatur-Keramik-Leiterplatten-
baugruppen. Typische Anwendungen fin-
den sich in der hochwertigen Verbraucher-
elektronik, z.B. bei Digitalkameras, Note-
books, MP3-Spielern, Handys und trag-
baren Spielekonsolen, Incar-Entertainment-
und Navigationssystemen.

Geringer Platzbedarf

Die Pads benétigen nur sehr wenig Platz
auf der Leiterplatte und kénnen damit auch
bei den kleinsten Anwendungen zum Ein-
satz kommen. Dies ist besonders angesichts
des anhaltenden Trends zu Miniaturisie-
rung und steigender Leiterplattendichte
und -komplexitit von grofler Bedeutung.

Das Track-it-Verfolgungssystem misst
nur 1,80 mm (0,071%) x 2,80 mm (0,110%)
und besteht aus einem kleinen Metallplatt-
chen, das per Lasergravur mit einem ein-
deutigen Symbol in Form einer 2D-Daten-
matrix beschriftet wurde, das von den mei-
sten handelsiiblichen optischen Scannern
problemlos gelesen werden kann.

Die Bauteile stehen gegurtet fiir die auto-
matische Bestiickung mit standardméfligen
Chip-Shooter-Systemen in Hochgeschwin-
digkeits-SMT-Montageanlagen zur Verfii-
gung. Keine Nummer kann zweimal ver-
geben werden.

Eindeutige Identifizierung

Wihrend des Fertigungsprozesses wird
das Molex track-it-Pad neben anderen Kom-
ponenten auf der Anwendungsplatine plat-
ziert und per Reflow-Lotung gelotet. Damit
wird jede Leiterplatte eindeutig identifiziert;
samtliche Daten zur Riickverfolgung aller
Bauteile auf der bestiickten Leiterplatte
konnen so einer eindeutigen Codenummer
zugeordnet werden, die eine Riickverfol-
gung ermdglicht. Der Leiterplatten-Iden-
tifikationscode kann dann in die Identifi-
kation des komplett montierten Geréts auf-
genommen werden.

» Molex Inc

mxgermany@molex.com
www.molex.com
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Betriebsausstattung

Moderne Arbeitsplatzgestaltung

Presse auf hydrau-
lischem Hubtisch mit
FuBbedienung

Pressenabsicherung
mittels U-Lichtvorhang

Moderne Arbeitsplitze von
Schmidt Technology sind
ergonomisch in der Hohe ver-
stellbar sowie flexibel als Sitz-
oder Steharbeitsplatz einstell-
bar. Moglich ist dies durch den
Einsatz eines hydraulischen
Hubtisches mit Fulbedienung
oder eines elektrisch hohen-
verstellbaren Pressenunterge-
stells. Bedienerfreundlich, ein-
fach und tibersichtlich ist auch
die Gestaltung der vorgeschrie-
benen Pressenabsicherung mit-
tels U-Lichtvorhang oben/unten.
Durch das Wegfallen der Ein-
hausung im Arbeitsbereich,
wird das Werkstiickhandling
enorm erleichtert. Ob dies nun
sperrige Teile betriftt oder die
einfache und schnelle Zu- und
Abfithrung der Teile von einer
Seite zur anderen.

Durch die Einbindung eines
Barcode-Scanners bei der Teile-

und Werkzeugdetektion sowie
Erfassung der Auftrags- oder
Chargennummer, wird die Pro-
zesssicherheit enorm erhoht. Bei
zusdtzlicher Dokumentation der
Prozessergebnisse und -vorga-
ben iber die Schmidt-Daten-
bank-Software ist zudem die
Analyse und Riickverfolgbarkeit
jederzeit gewéhrleistet.

Diese bedienerfreundliche und
prozesssichere Arbeitsplatzge-
staltung fithrt in der Folge zu
signifikanten Kosteneinspa-
rungen. Weitere Beispiele sind
ergonomische Handgriffe und
Zweihandtaster, Pressen mit
kontinuierlicher Prozessiiber-
wachung und Schlechtteile-
detektion oder einfach eine fiir
den Bediener optimale Arbeits-
platzbeleuchtung.

» Schmidt Technologie
www.schmidttechnology.de

Explosionsgefahr.

Damit kein

kommt...

StoCretec GmbH
GutenbergstraBe 6

65830 Kriftel

Technisches InfoCenter
Telefon 06192 401-104
info.stocretec.de@stoeu.com
www.stocretec.de

StoCretec I Bewusst bauen.

Chip zu Schaden

Mikrochip-Produktion, Feinelektronik,

Vermeiden Sie Schaden durch
elektrostatische Entladung!

R

¢

Y
n

Ableitféhige Bodenbeschichtungen von StoCretec
vereinen in sensibler Umgebung
ESD- und Personenschutz.

sto mrm
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Kompaktanlage fiir die Ultraschall-
Feinstreinigung

Durch die intelligente Steuerung, die einen flexiblen Prozessablauf erméglicht, konnte die

Reinigungsanlage sehr kompakt gebaut werden.

Geht es um die Reinigung von Glassub-
straten, Préazisionsoptiken, Halbleitern oder
feinmechanischen Werkstiicken, erfordern
die extrem hohen Sauberkeitsanforderungen
iiblicherweise sehr komplexe Anlagen. Dass
es auch anders geht, belegt ein kundenspezi-
fisch konzipiertes Ultraschall-Reinigungssy-
stem der schweizerischen UCM AG, einem
Unternehmen der Diirr Ecoclean Gruppe.

Der Kunde produziert Komponenten
und Systeme fiir die optische Analytik und
Messtechnik. Darunter auch Beugungsgit-
ter, bei denen nach dem Aufbringen einer
Struktur organische Substanzen und Par-
tikel abzureinigen sind. Dies erfolgte bisher
manuell. Um ein reproduzierbares Ergebnis
zu gewdhrleisten, entschied sich das Unter-
nehmen, auf einen vollautomatischen Rei-
nigungsprozess mit einem wasserbasierten
Medium umzustellen.

Die Aufgabenstellung fiir UCM bestand
in der Auswahl des geeigneten Reinigers, der
Entwicklung des Prozesses sowie in dessen
Umsetzung in einer sehr kompakten Anlage.
In Zusammenarbeit mit dem Chemieliefe-
ranten fiihrte der Anlagenhersteller Rei-
nigungsversuche im eigenen Technikum
durch. Dabei wurden die fiir die Behand-
lung der verschiedenen Substrate optima-
len Parameter wie Reinigerkonzentration,
Ultraschallfrequenz, Verweilzeiten, Tem-
peratur und Spiilprozesse ermittelt und
als teilespezifische Programme definiert.
Dies gewihrleistet, dass die Verschmut-
zungen zuverlissig entfernt werden, dabei

a4

aber kein Angriff der sehr filigranen Struk-
turen stattfindet.

Das inklusive Beschickung und Aus-
laufzone nur 2.200 mm lange und 1.150
mm breite Ultraschallreinigungssystem
ist mit jeweils zwei Tauchwannen fiir das
Reinigen und Spiilen ausgestattet. Dass die
hohen Sauberkeitsanforderungen trotz der
geringen Anzahl von Behandlungswannen
erreicht werden, liegt an der intelligenten
Anlagensteuerung. Sie erméglicht ein sehr
flexibles Anfahren der Reinigungs- und
Sptilwannen. Getrocknet wird mit Kapill-
artrocknung (Lift-Out) und Infrarotwérme.
16 Reinigungsprogramme konnen hinter-

legt werden. Einen Beitrag zum optimalen
Reinigungsergebnis leistet auch die durch-
dachte Anlagenkonzeption. Dazu zéhlt, dass
die Reinigungs- und Spiilmedien in allen
Wannen filtriert werden. Der Filterkreis-
laufist so konzipiert, dass die Medien von
unten eingebracht, nach oben transportiert
werden und die zu reinigenden Substrate
dadurch optimal umspiilt sind. Abgeloste
Verunreinigungen wie Partikel und Rest-
schmutz werden sicher {iber den Mehrsei-
teniiberlauf aus den Wannen ausgetragen;
dies verhindert ein Verschleppen in die
nachfolgenden Wannen.

Der von UCM fiir hohe Anforderungen
in der Feinstreinigung entwickelte Mehr-
seiteniiberlauf gewdhrleistet einerseits eine
intensive und gleichméflige Behandlung
der Teile. Andererseits sorgt ein wihrend
der Verweilzeit in den Spillwannen auto-
matisch zugeschalteter Frischwasserzulauf
fiir den entsprechenden Verdiinnungsgrad
und somit fiir flecken- und riickstandsfreie
Substrate vor dem Trocknen.

Platziert wird die Anlage beim Kunden
in einem Reinraum. Da das komplett ein-
gehauste Reinigungssystem nach oben hin
offen ist, stromt der Laminarflow der Rein-
raumdecke auch durch die Anlage. Dadurch
konnte auf zusitzliche Flowboxen, die sonst
bei einer solchen Installation im Ausgabe-
und Trocknungsbereich der Reinigungs-
anlage erforderlich sind, verzichtet werden.

Doris Schulz
» UCM AG

WWW.Ucm-ag.com
www.durr-ecoclean.com
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Die Beugungsgitter stellen hohe Anforderungen an die Reinigung - organische Substanzen und
Partikel miissen riickstandsfrei entfernt werden, ohne die filigranen Strukturen anzugreifen.
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Online-Datenuiberpriifung mit PCB-Visualizer
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E3PCB Checker

EIPCB Visualizer
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Mit der Vorstellung von PCB
Checker prisentierte Eurocir-
cuits erstmals zur electronica
2012 seine dritte Version des
PCB Visualizers, einer Online-
Dateniiberpriifung. Das Modul
PCB Checker erganzt den PCB
Visualizer um die Anzeige der
DRC-Ergebnissen direkt im Lay-
out. Der Kunde kann durch die
prézise Riickmeldung Unklar-
heiten noch vor der Bestellung
erkennen und ohne Zeitver-
lust den Service oder die Daten
anpassen. Ziel des PCB Visua-
lizers ist die Verbesserung der

Kommunikation mit Kunden.
Durch das Modul PCB Checker
erhalten diese zu einem frithen
Zeitpunkt eine konkrete Ana-
lyse des Layouts. Damit kann
ohne Zeitverlust ein kostengiin-
stiges und robustes Design ent-
wickelt werden.

Durch PCB Checker wird
die Online-Datenanalyse fiir
den Kunden durch die genaue
Hilfestellung noch wertvoller.
Er kann jetzt gezielt Korrek-
turen vornehmen und die Daten
exakt fiir den gewiinschten Ser-
vice anpassen. Die Funktionen

und Ansichten, die sonst pro-
fessioneller Datenanalyse-Soft-
ware vorbehalten sind, erspa-
ren Zeit, Geld und eine frustrie-
rende Suche.

Neue Plattform

Die neue Plattform www.pcb-
visualizer.com macht die neuen
Werkzeuge der breiten Entwick-
ler-Gemeinde zuginglich. Inte-
ressierte finden umfassende
Informationen zur Online-
Datenanalyse und konnen die
Funktionen des PCB Visuali-
zers einfach ausprobieren.

Die Funktion des PCB Visu-
alizers wurde seit Einfithrung
2012 in rascher Folge erweitert.
Die initiale Version zeigte u.a.
die gefundenen Lagen sowie
eine Galvano-Simulation des
Layouts. Die zweite Version
bot den Kunden den Zugriff
auf samtliche finalen Produkti-
onsdaten. Besonders komforta-
bel haben es Benutzer von Cad-
Soft EAGLE ab Version 6.

» Eurocircuits
euro@eurocircuits.com
WWW.eUurocircuits.com
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Die Dremicut GmbH hat ihren Bereich
zur Herstellung von Prézisionsschablonen
durch ein weiteres Lasersystem G6080
von LPKF erweitert. Unter dem Mar-
kenzeichen KMLT produziert man Pra-
zisionsschablonen fiir den SMD-Lotpa-
stendruck, Stufenschablonen, Schablo-
nen fiir das Waferbumping, fiir den Kle-
berauftrag, Schablonen zur Kontrolle von

Erweiterter Maschinenpark

Bestiickungsergebnissen sowie Masken
und Spezialschablonen ab 10 pm Materi-
aldicke. Neben allen Schnellspannperfo-
rationen ist bei Dremicut auch die kom-
plette Konfektionierung im Metallrah-
men moglich.

Dremicut ist einer der wenigen Anbieter,
der als High-End-Veredlung das Elektro-
polieren und das Nanobeschichten durch-
fihren kann. Diese Optionen sind vor
allem bei Prizisionsdruckanwendungen,
beispielsweise bei High-Density-Schablo-
nen oder bei SMD-Bauformen 0201 bzw.
01005, sinnvoll.

Durch einen speziell auf die Schablonen
abgestimmten elektrochemischen Prozess
werden die durch den Laser erzeugten
Schneidkanten auf Rauigkeiten bis zu
unter 1 pm geglattet. Geringste Riick-
stinde und Verunreinigungen werden
zuverlissig entfernt. Ergebnis ist ein deut-
lich verbessertes Ausloseverhalten der Lot-

pasten. Fehldrucke werden nachweislich
reduziert, durch verldngerte Reinigungs-
intervalle verkiirzen sich die Stillstand-
zeiten der Anlagen, und die Reinigungs-
prozesse selbst werden vereinfacht.

Der sogenannte Abperleffekt der Nano-
beschichtung bringt noch weitere Ver-
besserungen bei mehreren zehntausend
Rakelvorgingen.

Elektropolieren in Kombination mit
dem Nanobeschichten ergeben das am
Markt verfiigbare Optimum fiir die Per-
fektionierung des Kunden-Druckpro-
zesses. Daraus resultieren nachweislich
deutliche Zeit- und Kostenersparnisse.
Ein technologisch sinnvoller Aufwand zu
einem Aufpreis, der sich vielfach bei der
Leiterplattenbestiickung bezahlt macht!

» Dremicut GmbH
www.kmlt.de
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Elektronik- und Kunststoff-Protyping
in klirzester Zeit

Schnelligkeit und Qualitdt fiir neue Pro- dung auf Managementebene, mit der das
duktideen: Gemif3 diesem Motto steht der Unternehmen ganz gezielt sein Leistungs-
»Highspeed“-Prototypen- und Muster- portfolio im Geschiftsfeld EMS (Electronic
Bau bei sitronic kiinftig im Fokus. Hin- Manufacturing Services) erweitert. Elektro-
tergrund ist eine strategische Entschei- nikund Kunststoft aus einer Hand - damit

Einbettung von RFID-Chips und dreidimensionales Datenmodell

Neu bei Beta Layout ist das Magic-PCB-Verfahren, mit dem  Stecker, Buchsen usw. in Abmessung und Lage exakt konstru-
RFID-Chips tiber eine speziell entwickelte Applikationsma- iert werden. Selbstverstindlich hat Beta auch an EAGLE-User
schine in Leiterplatten eingebettet werden. Die Chips werden  gedacht. Fiir sie wurde ein kostenloses User-Language-Pro-
bereits in einem der ersten Produktionsschritte in die Leiter- gramm als Interface zu IDF-to-3D entwickelt.

platte integriert, dadurch ist die Identifikation und Riickver-

folgbarkeit vom Produktionsbeginn an moglich. Die Kenn- » Beta Layout GmbH, info@pcb-pool.com
zeichnung mit RFID-Chips ist durch die hohe Lesegenauigkeit  www.beta-layout.com, www.pcb-pool.com

bietet sitronic seinen Kunden eine am
Markt bislang eher seltene Kombination,
mit der das Unternehmen erneut spezi-
fische Fachkompetenz beweist. Was sich
im Rahmen von Projekten bereits lang-
jahrig erfolgreich bewdhrt hat, ist nun
als Leistung fiir Kunden zugénglich.
Das Spektrum umfasst dabei die voll-
standige Beschaffung der Bauteile, die
Erstellung von Kunststoffteilen sowie
den Verguss zur Bestiickung von Pla-
tinen bis zu einer Gréfie von 330 x 240
mm. Optional sind auf Kundenwunsch
Zusatzleistungen, wie ein qualifizierter
Testreport mit Rontgenaufnahme mog-
lich, ebenso lassen sich gewonnene
Erkenntnisse aus dem Musterbau in die
Serienfertigung integrieren und sich die
Resultate so optimieren. Verfiigbar ist
der Service nach Absprache innerhalb
von 24 h - auf Kundenwunsch an sie-
ben Tagen der Woche.

» sitronic GmbH ¢ Co. KG
vertrieb@sitronic.com
info@sitronic.com
WWW.SItTOnic.com

zuverldssig und bietet einen
unsichtbaren Kopierschutz.
Durch die UHF-Technik,
einen globalen Standard, ist
diese Technologie weltweit
anwendbar.

Ebenfalls neu ist das
Online-IDF-to-3D Tool (IDF
= Intermediate Data Format).
Damit kann aus jeder belie-
bigen PCB-Layout-Software,
die IDF-Daten ausgibt, ein
dreidimensionales Daten-
modell der bestiickten Lei-
terplatte erstellt werden -
ein wertvolle Hilfe fiir jeden
Konstrukteur. Nur so kon-
nen Tastaturausschnitte,
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Feldmeter,
Charge Plate Monitor

Lotrauchabsorber

! 8

1

ESD-Zangen und
Seitenschneider
—

L]

=,

Safe-STAT
ESD Bodenpuzzie

P q

ESD-Birsten
und Pinsel

%

Eurobehdilter,
leitféihig

INVENTU

e

ESD Kehrsammler

»

R 20

12

Denken Sie rechtzeitic an die’Bereitstelluneg von Bauteilzahlgercdten:
Erfahrungsgemcil sinc Bauteilzchlgerdate zumy Jahreswechsel Mangelweire!

Motorgetriebener Bauteilzahler zum Zahlen gegurteter SMD-Bauteile
mit zwei Betriebsmoglichkeiten:

- Gesamtstuickzahlerfassung
- Stlickzahlvorwahl

Universelles, mikroprozessor-gesteuertes Bauteilzahlgerat zum Zahlen von

kawerrionellen bedrahteten Bauteilen (axial & radial), mit einem
optiona en Aufsatz auch fiir gegurtete SMD-Bauteile.

Technische Merkmale:

* Zahlung in beide Richtungen

= Einstellbarer Teiler: 1-19

« Gesamtstiickzahlerfassung

» Stlickzahlvorwahl (mit akustischem
Signal bei erreichter Stiickzahl)

» Automatische Kalibrierroutine und
Selbstdiagnose

» Speicherung zuletzt gezahlter Stiickzahl

= Anschluss flr externen Zahlkopf (z.B. an
SUPERFORM-Geréten)

= Ausgang zum Anschluss an SUPERFORM-
Motor

= Mit Netz- oder Akkuversorgung lieferbar

= Max. erfassbare Stiickzahl: 9 999

= Min. Pin-Durchmesser: 0.35 mm

» Gesamtbreite axialer Bauteilgurt: 55 - 110 mm

» Max. Bauteildurchmesser: 14 mm

» Anzeige: 4-stellig, Hohe 13 mm

* MaRe: 240 x 130 x 110 mm

» Gewicht: 1.8 kg

Rollenstander
fiir SMD-Rollen

A

Rollenstéander
fiir Gurtrollen

l - e

e

=

(B H

Universalrollenstander

Uber die Speicherfunktion kann man die
Teilmengen einer Bauteilsorte aufsummieren.
Die aufgelaufene Stiickzahl ist auf Tastendruck
am Display abzulesen, ohne die Z&hldaten zu
I6schen. Der Teilungsfaktor (Gurtlécher pro
Bauteil) wird standig im Display angezeigt.

Technische Daten:

Display:

max. Zahlgeschwindigkeit
Genauigkeit

Einstellbarer Teiler

max. Gurthdhe

max. Spulendurchmesser 400 mm
Versorgungsspannung 115 Volt / 230 Volt

Weitere Informcitionen erhailten Sie

6-stellig

100 Bauteile/Sekunde
+/- 1 Bauteil

1-99

56 mm

in unserem Katalog! Oder im Internet unter www.biz.de

Erdungs-
armbdnder, Erdungs-
kabel und -Boxen

ESD-Arbeitskleidung

53

3

Il Esp-warnweste

ESD-Arbeitsstuhl
mit luftigem Netzricken

e,

Safe STAT RM-4000

Reiniger, Lacke, Be-
schichtungen

ESD-Miilitonne
—

ESD-Abfallbehiilter

éGlter , leitfihig

oder antistatisch

DA
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ESD:
folien und
Folien-
beutel

BJZ

GmbH & Co. KG

Berwanger Str. 29 « D-75031 Eppingen/Richen

Arbeitsplatz Reinigung

Telefon: +49 -7262-1064-0
Fax: +49 -7262-1063
info@bjz.de

E-mail:
http://www.bjz.de

Qualitsfs produkie
fiir die EI

ektronikiertigung
s




Solder Rework & Solder Jetting

Maschinenbau & Dienstleistungen in Europa, USA, Malaysia & Japan

SB*-M
Solder Rework & Reballing
fiir CSP, BGA und cLCC

 Solder Ball Rework: selektiv oder vollflachig
» Solder Reballing & Laser Reflow

» SnAgCu, SnAg, SnPb, AuSn, InSn, SnBi

* Lotkugeln: 150pum - 760um

* BGA, LGA, cLCC, CSP u.a. Substrate

* Betriebsmodi: Manuell & Semiautomatik

SB3-Jet

Solder Jetting fiir Consumer-,
Telekommunikation-, Medizin-,
Luftfahrt- und Automobilelektronik

+ Solder Balling & Laser Reflow

* Lotkugeln: 40pum - 760um

* SnAgCu, SnAg, SnPb, AuSn, InSn, SnBi

* Flussmittelfrei

» Wafer Level, Single Chip, BGA,
PCB, MEMS, HDD, Camera Modules

» Betriebsmodi: Manuell, Semiautomatik &
Automatik

PACKAGING TECHNOLOGIES

PAC TECH GmbH, Am Schlangenhorst 15-17, 14641 Nauen
Tel: +49 (0)3321-4495-100 P
Fax: +49 (0)3321-4495-110
Email: sales@pactech.de

www.pactech.de Brraat



